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1 คณุสมบตัขิองผลติภณัฑ
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คณุสมบตัขิองระบบมาตรฐาน
โดยคณุสมบตัติางๆ อาจตางกนัไปในแตละรุน สาํหรบัรายละเอยีดของฮารดแวรและซอฟตแวรทีต่ดิต ัง้ในระบบ โปรดรนั
ยทูลิติกีารวนิิจฉยัขอบกพรอง (จดัสงพรอมกบัคอมพวิเตอรบางรุนเทานัน้)

หมายเหต:ุ คอมพวิเตอรท ัง้สองรุนสามารถใชท ัง้แบบทาวเวอรและแบบต ัง้โตะ

Tower (TWR)

Small Form Factor (SFF)
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สวนประกอบของแผงดานหนารุน Tower (TWR)
ลกัษณะการจดัวางไดรฟ อาจตางกนัไปในแตละรุน ในบางรุนจะมีฝาปิดชองใสไดรฟ

1 ชองใสไดรฟ ครึง่ขนาด 5.25 น้ิว (ดานหลงัฝาปิด) 6 ไฟแสดงสถานะการทาํงานของฮารดไดรฟ

2 พอรต USB 2.0 (สีดาํ) 7 ไดรฟ แบบออปตคิอลแบบสลมิ (อุปกรณเสรมิ)

3 พอรต USB 3.0 (สีน้ําเงนิ) 8 ตวัอานการดมีเดยีขนาด 3.5 น้ิว (อุปกรณเสรมิ)

4 ชองเสียบหูฟงั 9 ข ัว้ตอ Microphone/Headphone

5 ไฟสถานะเปิดเครือ่งแบบสองสถานะ   

หมายเหตุ: เมือ่เสียบอุปกรณเขากบัชองเสยีบไมโครโฟน/หูฟงั จะมกีลองโตตอบปรากฏขึน้และถามวาคณุตองการใชชองเสียบสาํหรบั
ไมโครโฟน อุปกรณสญัญาณเสียงเขา หรือหูฟงัหรือไม คณุสามารถกาํหนดคาชองเสียบอีกคร ัง้ไดทกุเมือ่ดวยการดบัเบลิคลกิทีไ่อคอน
Audio Manager ในแถบงาน Windows

หมายเหตุ: โดยปกตแิลวไฟแสดงสถานะเปิดเครือ่งจะเป็นสีขาวในขณะทีเ่ครือ่งเปิดอยู หากไฟแสดงสถานะเปิดเครือ่งเป็นแสงสีแดง แสดง
วาเครือ่งคอมพวิเตอรนัน้มีปญัหาและจะแสดงรหสัสาํหรบัการวนิิจฉยัปญัหา ดทูี ่คูมอืบาํรุงรกัษาและการซอมแซม เพือ่แปลรหสั
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สวนประกอบของแผงดานหนา Small Form Factor (SFF)
ลกัษณะการจดัวางไดรฟ อาจตางกนัไปในแตละรุน ในบางรุนจะมีฝาปิดชองใสไดรฟ

1 ไดรฟ แบบออปตคิอลแบบสลมิ (อุปกรณเสรมิ) 5 ชองเสียบหูฟงั

2 พอรต USB 2.0 (สีดาํ) 6 ไฟสถานะเปิดเครือ่งแบบสองสถานะ

3 พอรต USB 3.0 (สีน้ําเงนิ) 7 ไฟแสดงสถานะการทาํงานของฮารดไดรฟ

4 ข ัว้ตอ Microphone/Headphone 8 ตวัอานการดมีเดยีขนาด 3.5 น้ิว (อุปกรณเสรมิ)

หมายเหตุ: เมือ่เสียบอุปกรณเขากบัชองเสยีบไมโครโฟน/หูฟงั จะมกีลองโตตอบปรากฏขึน้และถามวาคณุตองการใชชองเสียบสาํหรบั
ไมโครโฟน อุปกรณสญัญาณเสียงเขา หรือหูฟงัหรือไม คณุสามารถกาํหนดคาชองเสียบอีกคร ัง้ไดทกุเมือ่ดวยการดบัเบลิคลกิทีไ่อคอน
Audio Manager ในแถบงาน Windows

หมายเหตุ: โดยปกตแิลวไฟแสดงสถานะเปิดเครือ่งจะเป็นสีขาวในขณะทีเ่ครือ่งเปิดอยู หากไฟแสดงสถานะเปิดเครือ่งเป็นแสงสีแดง แสดง
วาเครือ่งคอมพวิเตอรนัน้มีปญัหาและจะแสดงรหสัสาํหรบัการวนิิจฉยัปญัหา ดทูี ่คูมอืบาํรุงรกัษาและการซอมแซม เพือ่แปลรหสั
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สวนประกอบของแผงดานหลงัรุน Tower (TWR)

1  ชองเสียบสายไฟ 7 ชองเสียบสญัญาณออกสาํหรบัอุปกรณเสียงทีใ่ช
ไฟ (เขยีว)

2 ชองเสียบแป นพมิพ PS/2 (มวง) 8 ชองเสียบเมาส PS/2 (เขยีว)

3 พอรต USB 2.0 (สีดาํ) 9 ข ัว้ตอเน็ตเวริก RJ-45

4 หนวยเชือ่มตอหนาจอพอรตแสดงผล 10 ชองเสียบอนุกรม

5 ชองเสียบจอภาพ VGA 11 ชองเสียบสญัญาณเสียงเขา (น้ําเงนิ)

6 พอรต USB 3.0 (สีน้ําเงนิ)    

หมายเหตุ: พอรตอนุกรมเสรมิตวัทีส่องและพอรตขนานเสรมิสามารถซ้ือไดจาก HP

เมือ่เสียบอุปกรณเขากบัชองเสียบสญัญาณเสียงเขาสฟี า จะมีกลองโตตอบปรากฏขึน้และถามวาคณุตองการใชชองเสียบสาํหรบัอปุกรณ
สญัญาณเสยีงเขาหรือไมโครโฟนหรือไม คณุสามารถกาํหนดคาชองเสยีบอีกครัง้ไดทกุเมือ่ดวยการดบัเบลิคลกิทีไ่อคอน Audio Manager
ในแถบงาน Windows

หากตดิต ัง้การดแสดงผลไวในสล็อตหน่ึงของเมนบอรด ตวัเชือ่มตอบนการดแสดงผลและกราฟิกในตวัของเมนบอรดสามารถนํามาใชงานได
พรอมกนั อยางไรก็ตาม สาํหรบัการกาํหนดคาดงักลาว เฉพาะหนาจอทีเ่ชือ่มตอกบัการดแสดงผลแยกสวนจะแสดงขอความ POST

กราฟิกเมนบอรดสามารถปิดใชงานไดโดยเปลีย่นการต ัง้คาใน Computer Setup
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สวนประกอบของแผงดานหลงั Small Form Factor (SFF)

1 ชองเสียบเมาส PS/2 (เขยีว) 7 ชองเสียบแป นพมิพ PS/2 (มวง)

2 ข ัว้ตอเน็ตเวริก RJ-45 8 หนวยเชือ่มตอหนาจอพอรตแสดงผล

3 ชองเสียบอนุกรม 9 ชองเสียบจอภาพ VGA

4 พอรต USB 2.0 (สีดาํ) 10 พอรต USB 3.0 (สีน้ําเงนิ)

5 ชองเสียบสญัญาณเสียงเขา (น้ําเงนิ) 11 ชองเสียบสญัญาณออกสาํหรบัอุปกรณเสียงทีใ่ช
ไฟ (เขยีว)

6  ข ัว้ตอสายไฟ    

หมายเหตุ: พอรตอนุกรมเสรมิตวัทีส่องและพอรตขนานเสรมิสามารถซ้ือไดจาก HP

เมือ่เสียบอุปกรณเขากบัชองเสียบสญัญาณเสียงเขาสฟี า จะมีกลองโตตอบปรากฏขึน้และถามวาคณุตองการใชชองเสียบสาํหรบัอปุกรณ
สญัญาณเสยีงเขาหรือไมโครโฟนหรือไม คณุสามารถกาํหนดคาชองเสยีบอีกครัง้ไดทกุเมือ่ดวยการดบัเบลิคลกิทีไ่อคอน Audio Manager
ในแถบงาน Windows

หากตดิต ัง้การดแสดงผลไวในสล็อตหน่ึงของบอรดระบบ ตวัเชือ่มตอบนการดแสดงผลและกราฟิกในตวัของบอรดระบบสามารถนํามาใชงาน
ไดพรอมกนั อยางไรก็ตาม สาํหรบัการกาํหนดคาดงักลาว เฉพาะหนาจอทีเ่ชือ่มตอกบัการดแสดงผลแยกสวนจะแสดงขอความ POST

กราฟิกเมนบอรดสามารถปิดใชงานไดโดยเปลีย่นการต ัง้คาใน Computer Setup
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สวนประกอบของตวัอานการดสือ่บนัทกึ
ตวัอานการดมเีดยีเป็นอปุกรณเสรมิทีม่ใีหเฉพาะในบางรุนเทานัน้ โปรดดทูีภ่าพประกอบและตารางตอไปน้ีเพือ่ระบถุงึสวน
ประกอบตางๆ ของตวัอานการดมเีดยี

ไม
ใช

สล็อต สือ่   

1 SD/HC/XC/UHS-1/Plus ● Secure Digital (SD) ● Secure Digital High
Capacity (SDHC)

● Secure Digital
Extended Capacity
Memory Card
(SDXC)

2 ไฟแสดงสถานะทาํงานของ
ตวัอานการดมีเดยี

   

3 CompactFlash I/II ● CompactFlash Card
ชนิด 1

● CompactFlash Card
ชนิด 2

● MicroDrive

4 MS PRO/MS PRO Duo ● Memory Stick (MS)

● เลือก Memory Stick

● Memory Stick PRO
(MS PRO)

● Memory Stick
MagicGate

● Memory Stick Duo
(MS Duo)

● Memory Stick PRO
Duo (MS PRO Duo)

● Memory Stick
MagicGate Duo

● Memory Stick PRO-
HG Duo
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แป นพมิพ

สวนประกอบ สวนประกอบ

1 Sleep (สลีป) 6 ปิดเสียง

2 กรอกลบั 7 ลดระดบัเสียง

3 เลน/หยุดช ั่วคราว 8 เพิม่ระดบัเสียง

4 หยดุ 9 ◌ุ◌มโลโก Windows

5 กรอไปขางหนา 10 หนาที่
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การใชแป นโลโก Windows
ใชปุ มโลโก Windows รวมกบัปุ มอืน่ๆ เพือ่ใชฟงักชนัทีม่ใีหในระบบปฏบิตักิารของ Windows

ปุ มโลโก Windows + Windows 7 Windows 8

ไมใชปุ ม แสดงเมนู Start แสดงหนาจอ Start

c  เปิดแถบพเิศษ (Charms)

d แสดงเดสกทอป แสดงเดสกทอป

e เปิดโปรแกรม My Computer เปิด Windows Explorer

f เริม่คาํส ั่ง Find Document ไปทีไ่ฟลในแถบพเิศษ Search

Ctrl + f เริม่คาํส ั่ง Find Computer เริม่คาํส ั่ง Find Computer

g เวียนไปตามโปรแกรม เวียนไปตามโปรแกรม

h  ไปทีแ่ถบพเิศษ Share

i  ไปทีแ่ถบพเิศษ Settings

k  ไปทีแ่ถบพเิศษ Devices

l ทาํการล็อคคอมพวิเตอรของคณุได หากคอมพวิเตอร
เชือ่มตอกบัโดเมนของเน็ตเวริก หรือเปลีย่นชือ่ผูใช
งานได หากคอมพวิเตอรไมไดเชือ่มตอกบัโดเมนของ
เน็ตเวริก

ทาํการล็อคคอมพวิเตอรของคณุได หากคอมพวิเตอร
เชือ่มตอกบัโดเมนของเน็ตเวริก หรือเปลีย่นชือ่ผูใช
งานได หากคอมพวิเตอรไมไดเชือ่มตอกบัโดเมนของ
เน็ตเวริก

m ยอขนาดแอปพลเิคชนัท ัง้หมดทีเ่ปิดอยู ยอขนาดแอปพลเิคชนัท ัง้หมดทีเ่ปิดอยู

o  ล็อคการวางแนวหนาจอ

p เลือกโหมดแสดงผลการนําเสนอ เปิดตวัเลือกโปรเจคชนั

q  ไปทีแ่ถบพเิศษ Share

r เปิดไดอะล็อกบ็อกซ Run เปิดไดอะล็อกบ็อกซ Run

t หมุนเวียนไปตามโปรแกรมบนทาสกบาร หมุนเวียนไปตามโปรแกรมบนทาสกบาร

u เปิด Ease of Access Center เปิด Ease of Access Center

v  เวียนไปตามการแจงเตอืน

w  ไปที ่Settings ในแถบพเิศษ Search

x เปิด Windows Mobility Center ถามี เปิด Windows Mobility Center ถามี

z  เปิดแถบแอปพลเิคชนั

F1 เปิดวธิีใช Windows เปิดวธิีใช Windows

แท็บ หมุนเวียนไปตามโปรแกรมบนทาสกบารโดยการใช
Windows Flip 3-D

หมุนเวียนไปตามประวตัโิปรแกรม Metro

Ctrl + แท็บ ใชปุ มลูกศรเพือ่หมุนเวียนไปตามโปรแกรมบนทาสก
บารโดยการใช Windows Flip 3-D

ใชปุ มลูกศรเพือ่หมนุเวียนไปตามประวตัโิปรแกรม
Metro

Spacebar นําโปรแกรมเบ็ดเตล็ดท ัง้หมดไปไวดานหนาและเลือก
Windows Sidebar

สลบัภาษาสาํหรบัการป อนคาและรูปแบบแป นพมิพ

ปุ มตวัเลขปุ มใดก็ได ไปทีแ่อปพลเิคชนัตามตาํแหนงทีก่าํหนดบนแถบงาน ไปทีแ่อปพลเิคชนัตามตาํแหนงทีก่าํหนดบนแถบงาน

ลูกศรขึน้ ขยายหนาตางใหใหญสุด ขยายหนาตางเดสกท็อปใหใหญสุด
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ปุ มโลโก Windows + Windows 7 Windows 8

ลูกศรซาย ยดึหนาตางไวทีด่านซายของหนาจอ ยดึหนาตางเดสกท็อปไวทีด่านซายของหนาจอ

ลูกศรขวา ยดึหนาตางไวทีด่านขวาของหนาจอ ยดึหนาตางไวทีด่านขวาของหนาตางเดสกท็อป

ลูกศรลง ยอหนาตางใหเล็กสุด ยอหนาตางเดสกท็อป ใหเล็กสุด

Shift + ลูกศรซาย หรือ ลูก
ศรขวา

ยายหนาตางจากจอภาพหน่ึงไปยงัอีกจอภาพหน่ึง ยายหนาตางจากจอภาพหน่ึงไปยงัอีกจอภาพหน่ึง

, (จุลภาค)  แทรกทีเ่ดสกท็อป

. (มหพัภาพ)  จดัแอปพลเิคชนั Metro ชดิขวา

Shift + . (มหพัภาพ)  จดัแอปพลเิคชนั Metro ชดิซาย

Enter  เปิดโปรแกรมผูบรรยาย

Esc  ออกจากแวนขยาย

+ (บนแป นตวัเลข) ซูมเขา ซูมเขา (แวนขยาย)

- (บนแป นตวัเลข) ซูมออก ซูมออก (แวนขยาย)

หนาแรก ยอหนาตางเดสกท็อปทีไ่มไดใช ยอหนาตางเดสกท็อปทีไ่มไดใช

เบรก แสดงคณุสมบตัขิองระบบ แสดงคณุสมบตัขิองระบบ

PgUp  ยายหนาจอเริม่ตนไปทีจ่อภาพดานซาย

PgDn  ยายหนาจอเริม่ตนไปทีจ่อภาพดานขวา
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ตาํแหนงของหมายเลขผลติภณัฑ
คอมพวิเตอรแตละเครือ่งจะมีหมายเลขผลติภณัฑเฉพาะเครือ่งและหมายเลขระบผุลติภณัฑทีด่านนอกตวัเครือ่ง โปรดเก็บ
หมายเลขเหลาน้ีไวเพือ่ใชเมือ่ตองการตดิตอขอรบัความชวยเหลอืจากฝ ายบรกิารลูกคา

Tower (TWR)

Small Form Factor (SFF)
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2 การอพัเกรดฮารดแวรรุน Tower (TWR)

คณุสมบตัใินการซอมบาํรุง
คอมพวิเตอรเครือ่งน้ีมคีณุสมบตัติางๆ ทีท่าํใหงายตอการอพัเกรดและการซอมบาํรุง ข ัน้ตอนการตดิต ัง้สวนใหญทีอ่ธบิายไว
ในบทน้ีสามารถกระทาํไดโดยไมจาํเป็นตองอาศยัเครือ่งมือใดๆ

คาํเตอืนและขอควรระวงั
กอนทีจ่ะลงมอือพัเกรดอปุกรณ โปรดอานคาํแนะนํา ขอควรระวงั และคาํเตอืนในคูมือน้ีอยางละเอียด

คาํเตอืน! เพือ่ลดความเสีย่งตอการบาดเจ็บจากไฟฟ าลดัวงจร พื้นผวิทีร่อน หรือไฟไหม:

ถอดสายไฟออกจากเตาเสยีบตดิผนงัและโปรดรอใหสวนประกอบภายในเย็นลงกอนทีจ่ะสมัผสั

อยาเสียบสายโทรคมนาคมหรือสายโทรศพัทเขากบัชองเสยีบของคอนโทรลเลอรอนิเตอรเฟซของเน็ตเวริก (NIC)

อยาถอดปล ัก๊ไฟทีต่อสายดนิ ปล ัก๊ดงักลาวน้ีมีคณุสมบตัเิพือ่ความปลอดภยัทีส่าํคญั

เสียบปล ัก๊ไฟเขากบัเตารบัไฟฟ าทีต่อสายดนิ และสามารถเขาถงึไดงาย

เพือ่ลดความเสีย่งตอการบาดเจ็บสาหสั โปรดอาน คูมือเพือ่ความสะดวกและความปลอดภยั คูมอืดงักลาวจะใหรายละเอยีด
เกีย่วกบัการตดิต ัง้เครือ่งเวริกสเตชนัอยางเหมาะสม รวมถงึทานั่ง พฤตกิรรมทีเ่กีย่วของกบัสขุภาพและการทาํงานสาํหรบัผูใช
คอมพวิเตอร และใหขอมูลทีส่าํคญัเกีย่วกบัมาตรการรกัษาความปลอดภยัดานไฟฟ าและเครือ่งกล คูมอืน้ีอยูทีเ่ว็บ
http://www.hp.com/ergo

คาํเตอืน! ชิน้สวนทีมี่พลงังานและเคลือ่นไหวได

ถอดปล ัก๊ไฟอปุกรณกอนทีจ่ะถอดโครงเครือ่ง

เปลีย่นและตดิต ัง้โครงเครือ่งใหแนนหนากอนทีจ่ะเสยีบปล ัก๊ไฟอปุกรณอีกคร ัง้

ขอควรระวงั: ไฟฟ าสถติอาจทาํใหสวนประกอบไฟฟ าของคอมพวิเตอรหรอือปุกรณเสรมิชาํรุดเสียหายได กอนทีจ่ะเริม่ตน
กระบวนการเหลาน้ี โปรดตรวจสอบวาคณุไดคายประจุไฟฟ าสถติดวยการสมัผสัวตัถทุีเ่ป็นโลหะและมกีารตอลงกราวด โปรด
ด ูการคายประจุไฟฟ าสถติ ในหนา 103 สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ

เมือ่ตอสายไฟกบัเครือ่งคอมพวิเตอร แหลงจายไฟจะมแีรงดนัไฟฟ าสาํหรบัเมนบอรดอยูตลอดเวลา คณุตองถอดสายไฟออก
จากเตาเสยีบกอนทีจ่ะเปิดฝาเครือ่งคอมพวิเตอรเพือ่ป องกนัความเสียหายกบัสวนประกอบภายในเครือ่ง
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การถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร
เพือ่เขาถงึสวนประกอบภายใน คณุจะตองถอดแผงปิด:

1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ดงึปล ัก๊ไฟออกจากเตารบัไฟฟ า และถอดอุปกรณภายนอกใดๆ

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชาํรุดเสยีหาย

5. ยกทีจ่บัแผงปิด (1) แลวยกแผงปิดออกจากตวัเครือ่งคอมพวิเตอร (2)
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การใสแผงปิดคอมพวิเตอรกลบัเขาที่
เลือ่นขอบทีป่ลายดานหนาของแผงปิดไวขางใตขอบทีด่านหนาของโครงเครือ่ง (1) แลวกดปลายดานหลงัของแผงปิดไปทีต่วั
เครือ่งเพือ่ใหล็อคเขาที ่(2)
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การถอดแผงดานหนา
1. ยายออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีล็่อคไวเพือ่ไมใหเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชาํรุดเสยีหาย

5. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

6. ยกแถบสามอนัทีด่านขางของแผงปิด (1) แลวหมุนแผงปิดออกจากโครงเครือ่ง (2)
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การถอดทีหุ่มฝา
ในบางรุน มฝีาครอบชองปิดไดรฟ หน้่ึงชองหรือมากกวาทีต่องถอดออกกอนการตดิต ัง้ไดรฟ  วธิีการถอดฝาปิดแผงดานหนา:

1. ถอดฝาปิดและแผงดานหนา

2. ถอดฝาปิดไดรฟ ของไดรฟ ทีต่องการ:

● ในการถอดฝาปิดขนาด 5.25 น้ิว ใหกดแท็บยดึทีล็่อกฝาปิดใหเขาทีเ่ขาดานใน (1) แลวดงึฝาปิดออกจากแผง
ดานหนา (2)

หมายเหต:ุ เมือ่ถอดฝาปิดไดรฟ ขนาด 5.25 น้ิวและประกอบไดรฟ เสร็จ คณุสามารถประกอบกรอบฝาปิดซึง่
เป็นอปุกรณเสรมิ (จดัจาํหนายโดย HP) โดยจะครอบปิดดานหนาของไดรฟ

● เมือ่ตองการถอดฝาปิดขนาด 3.5 น้ิว ใหกดแท็บยดึสองตวัทีล็่อกฝาปิดไวกบัที ่(1) ออกไปทางดานนอก และ
หมนุฝาปิดไปทางดานหลงั แลวหมนุไปทางดานขวาเพือ่ถอดออก (2)
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● ในการถอดฝาปิดไดรฟ แบบออปตคิอลแบบสลมิ ใหกดแท็บยดึทีล็่อกฝาปิดไวกบัที ่(1) เขาดานใน แลวดงึฝาปิด
ออกจากแผงดานหนา (2)

หมายเหต:ุ เมือ่ถอดฝาปิดไดรฟ ออปตคิอลแบบสลมิและประกอบไดรฟ ออปตคิอลแบบสลมิเสร็จ คณุสามารถ
ประกอบกรอบฝาปิดซึง่เป็นอุปกรณเสรมิ (จดัจาํหนายโดย HP) โดยจะครอบปิดดานหนาของไดรฟ ออปตคิอล
แบบสลมิ

THWW การถอดทีหุ่มฝา 17



การใสแผงดานหนากลบัเขาทีเ่ดมิ
เสยีบตะขอสามอนัทีด่านลางของฝาปิดลงในรูสีเ่หลีย่มบนโครงเครือ่ง (1) จากนัน้หมุนดานบนของฝาปิดเขาไปในโครงเครือ่ง
(2) จนกระท ั่งล็อคเขาที่

การเชือ่มตอเมนบอรด
โปรดดทูีภ่าพประกอบและตารางตอไปน้ีเพือ่ระบถุงึชองเสยีบของเมนบอรด

หมาย
เลข

ชองเสยีบของเมนบอรด ฉลากเมนบอรด สี สวนประกอบ

1 PCI Express x1 X1PCIEXP3 สีขาว การดเอ็กซแพนชนั

2 PCI Express x1 X1PCIEXP2 สีดาํ การดเอ็กซแพนชนั

3 PCI Express x1 X1PCIEXP1 สีดาํ การดเอ็กซแพนชนั
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หมาย
เลข

ชองเสยีบของเมนบอรด ฉลากเมนบอรด สี สวนประกอบ

4 PCI Express x16 X16PCIEXP สีดาํ การดเอ็กซแพนชนั

5 Parallel Port (พอรตขนาน) PAR สีดาํ Parallel Port (พอรตขนาน)

6 พอรตอนุกรม COMB สีดาํ พอรตอนุกรม

7 ตวัล็อคฝา HLCK สีดาํ ตวัล็อคฝา

8 เซนเซอรฝาครอบ HSENSE สีขาว เซนเซอรฝาครอบ

9 DIMM4 (แชนเนล A) DIMM4 สีขาว โมดลูหนวยความจาํ

10 DIMM3 (แชนเนล A) DIMM3 สีดาํ โมดลูหนวยความจาํ

11 DIMM2 (แชนเนล B) DIMM2 สีขาว โมดลูหนวยความจาํ

12 DIMM1 (แชนเนล B) DIMM1 สีดาํ โมดลูหนวยความจาํ

13 กระแสไฟ SATAPWR0 สีดาํ ไดรฟ  SATA

14 กระแสไฟ PWR สีขาว เมนบอรด

15 USB 3.0 FRONT USB3.0 สีน้ําเงนิ พอรต USB 3.0 ดานหนา

16 SATA 3.0 SATA0 น้ําเงนิเขม ฮารดไดรฟ หลกั

17 SATA 3.0 SATA3 สีฟ า อุปกรณ SATA อืน่ๆ ยกเวนฮารดไดรฟ หลกั

18 SATA 3.0 SATA1 สีฟ า อุปกรณ SATA อืน่ๆ ยกเวนฮารดไดรฟ หลกั

19 SATA 3.0 SATA2 สีฟ า อุปกรณ SATA อืน่ๆ ยกเวนฮารดไดรฟ หลกั

20 USB 2.0 MEDIA สีดาํ อุปกรณ USB 2.0 เชน ตวัอานการดสือ่
บนัทกึ
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การตดิต ัง้หนวยความจาํเพิม่เตมิ
เครือ่งคอมพวิเตอรของคณุตดิต ัง้หนวยความจาํ double data rate 3 synchronous dynamic random access
memory (DDR3-SDRAM) แบบ dual inline memory modules (DIMM)

DIMMs
สล็อตหนวยความจาํบนเมนบอรดสามารถตดิต ัง้หนวยความจาํ DIMM มาตรฐานอตุสาหกรรมไดถงึสีชุ่ด สล็อตหนวยความ
จาํเหลาน้ีจะมีหนวยความจาํ DIMM ตดิต ัง้ไวอยางนอยหน่ึงชุด หากคณุตองการใชจาํนวนหนวยความจาํสูงสุดเทาทีร่ะบบ
สนบัสนุน คณุอาจตองเปลีย่นไปใชหนวยความจาํทีต่ ัง้คาเป็นโหมดประสทิธภิาพสงูสองแชนเนล ขนาดไมเกนิ 32 กกิะไบต

DDR3-SDRAM DIMM
เพือ่ใหระบบทาํงานไดอยางเหมาะสม DDR3-SDRAM DIMMs ตองเป็นแบบ:

● มาตรฐานอุตสาหกรรม 240 ขา

● unbuffered non-ECC PC3-12800 DDR3-1600 MHz-ตามมาตรฐาน

● DDR3/DDR3L-SDRAM DIMM ขนาด 1.35 โวลตหรือ 1.5 โวลต

DDR3-SDRAM DIMMs ยงัตองเป็นแบบ:

● สาํหรบั CAS latency 11 DDR3 1600 MHz (การจบัเวลาประเภท 11-11-11)

● จะตองมรีายละเอยีดตามทีก่าํหนดใน JEDEC SPD

นอกจากนัน้ คอมพวิเตอรตองรองรบั:

● เทคโนโลยีหนวยความจาํทีไ่มใช ECC ขนาด 512-Mbit, 1-Gbit และ 2-Gbit

● DIMM แบบดานเดยีวและแบบสองดาน

● DIMMs ทีส่รางจากอปุกรณ x8 และ x16 DDR ไมรองรบั DIMMs ทีส่รางจากอปุกรณ x4 SDRAM

หมายเหต:ุ ระบบจะทาํงานไมถกูตองหากใช DIMM ทีไ่มสนบัสนุน
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การบรรจซ็ุอกเก็ต DIMM
มซ็ีอกเก็ต DIMM ท ัง้หมดสีซ็่อกเก็ต บนเมนบอรด สองซ็อกเก็ตตอหน่ึงแชนเนล ซ็อกเก็ตดงักลาวจะระบวุาเป็น DIMM1,
DIMM2, DIMM3 และ DIMM4 ซ็อกเก็ต DIMM1 และ DIMM2 ทาํงานในแชนเนลหนวยความจาํ B ซ็อกเก็ต DIMM3
และ DIMM4 ทาํงานในแชนเนลหนวยความจาํ A

ระบบจะทาํงานในโหมดแชนเนลเดยีวหรือโหมดแชนเนลคูหรือโหมดเฟล็กซโดยอตัโนมตัขิึน้อยูกบัลกัษณะการตดิต ัง้ของ
DIMMs

หมายเหต:ุ การเปลีย่นการต ัง้คาจากเดสกทอปเป็นทาวเวอร

● ระบบจะทาํงานในโหมดแชนเนลเดยีวหากบรรจุ DIMM ในซ็อกเกต็เพียงแชนเนลเดยีว

● ระบบจะทาํงานในโหมดสองแชนเนลประสทิธภิาพสูงหากความจุหนวยความจาํท ัง้หมดของ DIMM ในแชนเนล A
เทากบัความจุหนวยความจาํท ัง้หมดของ DIMM ในแชนเนล B เทคโนโลยีและความกวางของอปุกรณอาจแตกตางกนั
ระหวางแชนเนล ตวัอยางเชน หากแชนเนล A บรรจ ุDIMM ขนาด 1-GB สองชุด และแชนเนล B บรรจ ุDIMM
ขนาด 2-GB หน่ึงชุด ระบบก็จะทาํงานในโหมดสองแชนเนล

● ระบบจะทาํงานในโหมดเฟล็กซ หากความจุหนวยความจาํท ัง้หมดของ DIMM ในแชนเนล A ไมเทากบัความจุหนวย
ความจาํท ัง้หมดของ DIMM ในแชนเนล B แชนเนลในโหมดเฟล็กซทีม่ีจาํนวนหนวยความจาํข ัน้ตํ่าบรรจุอยู จะแสดง
รายละเอียดจาํนวนหนวยความจาํท ัง้หมดทีถ่กูกาํหนดในสองแชนเนลและจาํนวนทีเ่หลือไดกาํหนดในแชนเนลเดีย่ว
สาํหรบัความเร็วสงูสุด แชนเนลควรจะมคีวามสมดลุ เพือ่ใหจาํนวนหนวยความจาํทีใ่หญทีส่ดุกระจายอยูระหวางสอง
แชนเนล หากหน่ึงแชนเนลจะมหีนวยความจาํมากกวาอนัอืน่ จาํนวนทีใ่หญกวาควรกาํหนดเป็นแชนเนล A หากคณุ
บรรจซ็ุอกเก็ต DIMM ขนาด 1GB หน่ึงชุด และ DIMM ขนาด 1-MB สามชุด แชนเนล A ควรบรรจ ุDIMM ขนาด
2-GB และ DIMM ขนาด 1-GB หน่ึงชุด และแชนเนล B ควรบรรจ ุDIMM ขนาด 1-GB สองชุด ดวยการกาํหนดคา
น้ี 4-GB จะรนัทีแ่ชนเนลคู และ 1-GB จะรนัทีแ่ชนเนลเดีย่ว

● ไมวาในโหมดใด ความเร็วสงูสุดในการทาํงานจะถกูกาํหนดดวย DIMM ทีช่าทีสุ่ดในระบบ

การตดิต ัง้ DIMM
ขอควรระวงั: คณุตองถอดปล ัก๊ออกกอนและรอประมาณ 30 วนิาทเีพือ่รอใหกระแสไฟฟ าหมดไปกอนทีจ่ะทาํการเพิม่หรือ
ถอดโมดลูหนวยความจาํ ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในโมดลูหนวยความจาํตราบเทา
ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรยงัตออยูกบัเตารบัไฟฟ า AC การเพิม่หรือการนําโมดลูหนวยความจาํออกในขณะทีย่งัมีกระแสไฟฟ าอยู
อาจจะทาํใหเกดิความเสียหายทีแ่กไขไมไดในโมดลูหนวยความจาํหรือเมนบอรด

ซ็อกเก็ตของโมดลูหนวยความจาํมหีนาสมัผสัเป็นทองคาํ ดงันัน้ เมือ่อพัเกรดหนวยความจาํ คณุจะตองใชโมดลูหนวยความจาํ
ทีม่หีนาสมัผสัเป็นทองคาํเชนเดยีวกนั เพือ่ป องกนัการกดักรอนและ/หรือการเกดิสนิมจากการใชหนาสมัผสัโลหะทีเ่ขากนัไม
ได

ไฟฟ าสถติอาจทาํใหสวนประกอบอเิล็กทรอนิกสของคอมพวิเตอรหรือการดเสรมิชาํรุดเสยีหายได กอนทีจ่ะเริม่ตน
กระบวนการเหลาน้ี โปรดตรวจสอบวาคณุไดคายประจุไฟฟ าสถติดวยการสมัผสัวตัถทุีเ่ป็นโลหะและมกีารตอลงกราวด โปรด
ดขูอมูลเพิม่เตมิที ่การคายประจุไฟฟ าสถติ ในหนา 103

เมือ่ทาํงานกบัโมดลูหนวยความจาํ โปรดใชความระมดัระวงัไมใหสมัผสักบัหนาสมัผสัใดๆ การทาํเชนนัน้อาจทาํให
โมดลูชาํรุดเสยีหายได

1. ยายออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีล็่อคไวเพือ่ไมใหเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก
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4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: คณุตองถอดปล ัก๊ออกกอนและรอประมาณ 30 วนิาทเีพือ่รอใหกระแสไฟฟ าหมดไปกอนทีจ่ะทาํการ
เพิม่หรือถอดโมดลูหนวยความจาํ ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในโมดลูหนวย
ความจาํตราบเทาทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรยงัตออยูกบัเตารบัไฟฟ า AC การเพิม่หรือการนําโมดลูหนวยความจาํออกใน
ขณะทีย่งัมกีระแสไฟฟ าอยูอาจจะทาํใหเกดิความเสยีหายทีแ่กไขไมไดในโมดลูหนวยความจาํหรือเมนบอรด

5. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

คาํเตอืน! ในการลดความเสีย่งตอการบาดเจ็บจากพืน้ผวิทีร่อน โปรดรอใหสวนประกอบภายในเย็นลงกอนทีจ่ะสมัผสั

6. เปิดสลกัท ัง้สองดานของซ็อกเก็ตโมดลูหนวยความจาํ (1) และใสโมดลูหนวยความจาํลงในซ็อกเก็ต (2)

หมายเหต:ุ คณุจะสามารถตดิต ัง้หนวยความจาํไดเพียงวธิเีดยีวเทานัน้ จดัใหรอยบากบนโมดลูตรงกบัแถบบนซ็อก
เก็ตหนวยความจาํ

ใสซ็อกเก็ต DIMM สีดาํกอนซ็อกเก็ต DIMM สขีาว

สาํหรบัประสทิธภิาพสงูสุด ใหบรรจหุนวยความจาํในซ็อกเก็ตโดยใชความจุหนวยความจาํกระจายเทา ๆ กนัระหวาง
แชนแนล A และแชนแนล Bสาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดด ูการบรรจุซ็อกเก็ต DIMM ในหนา 21

7. ดนัโมดลูเขาในซ็อกเก็ต และตรวจสอบวาหนวยความจาํตดิต ัง้อยูในซ็อกเก็ตอยางแนนหนา กรุณาตรวจดวูาสลกัอยูใน
ตาํแหนงทีปิ่ดแลว (3)

8. ทาํซํ้าข ัน้ตอนที ่6 และ 7 สาํหรบัการตดิต ัง้โมดลูหนวยความจาํเพิม่เตมิ

9. ใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรกลบัคนื

10. เสยีบสายไฟอกีคร ัง้และเปิดคอมพวิเตอร

11. ล็อคอปุกรณรกัษาความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกอีกคร ัง้เมือ่ถอดแผงปิดออก

ระบบคอมพวิเตอรจะรบัรูถงึหนวยความจาํทีเ่พิม่ขึน้ไดเมือ่คณุเปิดเครือ่งในคร ัง้ตอไป
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การถอดหรือตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนั
คอมพวิเตอรน้ีมีสล็อตเอ็กซแพนชนั PCI Express x1 สามสล็อต และสล็อตเอ็กซแพนชนั PCI Express x16 อีกหน่ึง
สล็อต

หมายเหต:ุ คณุสามารถตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนั PCI Express x1, x8 หรือ x16 ลงในสล็อต PCI Express x16 ได

สาํหรบัการกาํหนดคาการดแสดงผลกราฟิกคู ตองตดิต ัง้การดแผนแรก (การดหลกั) ไวในชองเสียบ PCI Express x16

วธิถีอด เปลีย่น หรือเพิม่การดเอ็กซแพนชนั:

1. ยายออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีล็่อคไวเพือ่ไมใหเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชาํรุดเสยีหาย

5. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

6. หาซ็อกเก็ตทีว่างบนเมนบอรด และสล็อตเอ็กซแพนชนัทีเ่กีย่วของทีด่านหลงัของโครงเครือ่งคอมพวิเตอร

7. กดแท็บสเีขยีวสองตวัลงบนดานนอกของโครงไดรฟ  (1) แลวหมุนสลกัยดึการดเอ็กซแพนชนัเพือ่เปิด (2)
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8. กอนตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนั ถอดฝาปิดสล็อตเอ็กซแพนชนัหรือการดเอ็กซแพนชนัตวัเกาออก

หมายเหต:ุ กอนทีจ่ะถอดการดเอ็กซแพนชนัทีต่ดิต ัง้ไว ใหปลดสายเคเบลิท ัง้หมดทีเ่ชือ่มตอกบัการดดงักลาว

a. หากคณุตองการจะตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนัลงในซ็อกเก็ตทีว่างอยู ใหถอดฝาปิดสล็อตเอ็กซแพนชนัทีด่านหลงั
ของโครงเครือ่งคอมพวิเตอร ยกฝาปิดสล็อตออกจากสล็อตเอ็กซแพนชนั

b. หากตองการจะถอดการด PCI Express x1 ใหจบัปลายท ัง้สองขางของการด แลวคอยๆ โยกการดจนสวนที่
เชือ่มตอหลุดจากซ็อกเก็ต ดงึการดขึน้ตรงๆ เพือ่เอาการดออก ระวงัอยาใหการดขดูขดีกบัสวนประกอบภายใน
อืน่ๆ
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c. หากคณุกาํลงัถอดการด PCI Express x16 ใหดงึแขนยดึทีด่านหลงัของซ็อกเก็ตการดเอ็กซแพนชนัใหกางออก
จากการด และคอยๆ โยกการดจนกระท ั่งข ัว้ตอหลุดออกจากซ็อกเก็ต ดงึการดขึน้ตรงๆ เพือ่ถอดออก โปรดระวงั
ไมใหการดขดูขดีกบัสวนประกอบภายในอืน่ๆ

9. เก็บการดทีถ่อดออกมาไวในหบีหอทีป่ องกนัไฟฟ าสถติ

10. หากไมตองการตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนัอนัใหม ใหใสฝาปิดสล็อตเอ็กซแพนชนัเพือ่ปิดชองทีเ่ปิดอยู

ขอควรระวงั: หลงัจากถอดการดเอ็กซแพนชนั คณุตองใสการดใหมหรือฝาปิดสล็อต เพือ่การระบายความรอนที่
เหมาะสมของสวนประกอบภายในเครือ่งในระหวางการทาํงาน

11. ในการตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนัใหม ใหเลือ่นโครงทีป่ลายการดลงไปในสล็อตทีด่านหลงัของโครงเครือ่ง และกดการด
ลงไปใหแนนในซ็อกเก็ตบนเมนบอรด

หมายเหต:ุ เมือ่ตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนั ใหกดทีก่ารดเพือ่ใหชองเสยีบล็อกลงในสล็อตของการดเอ็กซแพนชนัจน
แนน
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12. ปิดสลกัยดึการดเอ็กซแพนชนั และดใูหแนใจวาล็อคเขาทีแ่นนหนาแลว

13. ตอสายเคเบลิภายนอกเขากบัการดทีต่ดิต ัง้ใหม หากจาํเป็น ตอสายเคเบลิภายในเขากบัเมนบอรด หากจาํเป็น

14. ใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรกลบัคนื

15. เสยีบสายไฟอกีคร ัง้และเปิดคอมพวิเตอร

16. ล็อคอปุกรณความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกเมือ่ไดนําฝาครอบคอมพวิเตอรออกไป

17. ต ัง้คาเครือ่งคอมพวิเตอรใหม หากจาํเป็น
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ตาํแหนงของไดรฟ

1 ชองใสไดรฟ ครึง่ขนาด 5.25 น้ิว

2 ไดรฟ ออปตคิอลแบบสลมิ

3 ชองใสไดรฟ ขนาด 3.5 น้ิวสาํหรบัไดรฟ แบบออปตคิอล (เชน ตวัอานการดสือ่บนัทกึ)

4 ชองใสฮารดไดรฟ หลกัภายในขนาด 3.5 น้ิว

5 ชองใสฮารดดสิกสาํรองขนาด 3.5 น้ิว

6 ชองใสฮารดดสิกสาํรองขนาด 2.5 น้ิว

หมายเหตุ: โครงแบบไดรฟ ในคอมพวิเตอรของคณุอาจแตกตางจากโครงแบบไดรฟ ทีแ่สดงขางตน

ในการตรวจสอบชนดิและขนาดของอปุกรณเก็บขอมลูทีต่ดิต ัง้ในคอมพวิเตอรของคณุ ใหรนัโปรแกรมการต ัง้คาคอมพวิเตอร
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การตดิต ัง้และการถอดไดรฟ
โปรดปฏบิตัติามคาํแนะนําตอไปน้ีเมือ่ตดิต ัง้ไดรฟ :

● ฮารดไดรฟ หลกั Serial ATA (SATA) ตองเชือ่มตอกบัข ัว้ตอ SATA หลกัสน้ํีาเงนิเขมบนเมนบอรดทีต่ดิป าย
SATA0

● ตอฮารดไดรฟ สาํรองแลไดรฟ แบบออปตคิอลกบัข ัว้ตอ SATA สฟี าข ัว้ใดก็ไดบนเมนบอรด (ทีต่ดิป าย SATA1,
SATA2 และ SATA3)

● เชือ่มตอสาย USB 3.0 ของตวัอานการดสือ่บนัทกึทีใ่ชอะแดปเตอร USB 3.0 ถงึ USB 2.0 กบัข ัว้ตอ USB 2.0 บน
เมนบอรดทีต่ดิป าย MEDIA

● สายไฟสาํหรบัไดรฟ จะมีสายยอย 2 สายจากข ัว้ตอบนเมนบอรด สายยอยแรกจะเป็นสายไฟแบบสามหวัโดยทีข่ ัว้ตอ
แรกเชือ่มตอกบัชองใสไดรฟ  5.25 น้ิว, ข ัว้ทีส่องตอกบัชองใสไดรฟ  3.5 น้ิว สวนข ัว้ตอทีส่าม (สายไฟสองเสน) ตอกบั
ชองใสไดรฟ ออปตคิอลแบบสลมิ สายยอยทีส่องจะเป็นสายไฟแบบสามหวัโดยทีข่ ัว้ตอแรกเชือ่มตอกบัชองใสฮารด
ไดรฟ ตวัลางขนาด 2.5 น้ิว, ข ัว้ทีส่องตอกบัชองใสฮารดไดรฟ กลางขนาด 3.5 น้ิว สวนข ัว้ตอทีส่ามตอกบัชองใสฮารด
ไดรฟ ตวับนขนาด 3.5 น้ิว

● คณุตองตดิต ัง้สกรตูวันําเพือ่ใหม ั่นใจวาไดรฟ จะอยูในแนวเดยีวกนักบัโครงใสไดรฟ และล็อคอยูกบัทีอ่ยางแนนหนา
HP มีสกรูตวันําชนิดพเิศษ (สกรูตวันําแบบตดิต ัง้ตางหากสีเงนิและน้ําเงนิ 6-32 สีต่วั และสกรูตวันํามาตรฐานสีเงนิ
6-32 สีต่วั) ประกอบไวทีด่านขางของชองใสไดรฟ  สกรูตวันําแบบตดิต ัง้ตางหาก 6-32 ตองใชในการตดิต ัง้ฮารด
ไดรฟ ขนาด 3.5 น้ิวลงในชองใสฮารดไดรฟ ขนาด 3.5 น้ิว สกรูตวันํามาตรฐาน 6-32 ตองใชในการตดิต ัง้ตวัอาน
การดสือ่บนัทกึ USB 3.0 ไวในชองใสไดรฟ ออปตคิอลขนาด 3.5 น้ิว สกรูตวันําแบบเมตรกิ M3 สาํหรบัไดรฟ ออปติ
คอล 5.25 น้ิวและสกรูตวันําแบบตดิต ัง้ตางหาก M3 สาํหรบัฮารดไดรฟ ขนาด 2.5 น้ิวจะไมมีมาให หากทาํการเปลีย่น
ไดรฟ  ใหถอดสกรตูวันําออกจากไดรฟ ตวัเกา แลวประกอบกบัไดรฟ ตวัใหม

หมาย
เลข

สกรูตวันํา อุปกรณ

1 สกรูตวันํามาตรฐาน 6-32 สีเงนิ ตวัอานการดสือ่บนัทกึ USB 3.0

2 สกรูตดิต ัง้ 6-32 สีเงนิและสีฟ า ฮารดไดรฟ สาํรองในชองใสฮารดไดรฟ ขนาด 3.5 น้ิว
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ขอควรระวงั: ในการป องกนัการสญูเสยีขอมูลหรือความเสยีหายตอคอมพวิเตอรหรอืไดรฟ :

หากคณุกาํลงัใสหรือถอดไดรฟ  ใหปิดระบบปฏบิตักิารตามข ัน้ตอนทีเ่หมาะสม จากนัน้ปิดเครือ่งคอมพวิเตอร และถอดปล ัก๊
ออก อยาถอดไดรฟ ขณะทีค่อมพวิเตอรเปิดหรืออยูในโหมดสแตนดบาย

กอนทีจ่ะทาํงานกบัไดรฟ  โปรดคายประจไุฟฟ าสถติกอน และในขณะทีท่าํงานกบัไดรฟ  โปรดหลีกเลีย่งการสมัผสัชองเสียบ
ของไดรฟ  สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการป องกนัความเสยีหายจากไฟฟ าสถติ โปรดด ูการคายประจุไฟฟ าสถติ
ในหนา 103

ถอืไดรฟ อยางระมดัระวงั อยาใหตกพื้น

อยาใชแรงมากเกนิไปขณะทีใ่สไดรฟ

หลีกเลีย่งไมใหไดรฟ สมัผสักบัความช้ืน อณุหภมูทิีสู่งหรือตํ่ามากๆ หรือผลติภณัฑทีม่ีสนามแมเหล็ก เชน จอภาพหรือลาํโพง

หากจะตองสงไดรฟ ทางไปรษณีย ใหบรรจุไดรฟ ในซองบวุสัดกุนักระแทก หรือหบีหอกนักระแทกแบบอืน่ๆ และทาํ
เครือ่งหมายทีด่านนอกหีบหอวา “Fragile: Handle With Care.”
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การถอดไดรฟ ขนาด 5.25 น้ิว
หมายเหต:ุ HP จะไมมีไดรฟ ออปตคิอลขนาด 5.25 น้ิวสาํหรบัคอมพวิเตอรรุนน้ี ไดรฟ ออปตคิอลขนาด 5.25 น้ิวไดถกู
ตดิต ัง้ไวโดยผูใชหรือผูจาํหนายรายอืน่

ขอควรระวงั: นําสือ่เก็บขอมลูทีถ่อดออกไดท ัง้หมดออกจากไดรฟ  กอนทีจ่ะถอดตวัไดรฟ ออกจากเครือ่ง

1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชํารุดเสยีหาย

5. ถอดฝาปิดและแผงดานหนา

6. ถอดสายไฟ (1) และสายเคเบลิขอมลู (2) จากดานหลงัไดรฟ

ขอควรระวงั: เมือ่ตองการถอดสายสญัญาณตางๆ ใหดงึจากข ัว้ตอหรือสวนหวั อยาดงึจากสายโดยตรง ท ัง้น้ีเพือ่
ป องกนัความเสยีดายทีอ่าจเกดิกบัสาย
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7. กดตวัล็อกสเีขยีว (1) แลวเลือ่นไดรฟ ออกจากชองใสไดรฟ (2)
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การตดิต ัง้ไดรฟ ขนาด 5.25 น้ิว
หมายเหต:ุ HP จะไมมีไดรฟ ออปตคิอลขนาด 5.25 น้ิวสาํหรบัคอมพวิเตอรรุนน้ี ไดรฟ ออปตคิอลขนาด 5.25 น้ิวสามารถ
หาซ้ือไดจากผูจดัจาํหนายท ั่วไป

1. ยายออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีล็่อคไวเพือ่ไมใหเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชํารุดเสยีหาย

5. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

6. ถอดแผงดานหนา หากคณุทาํการตดิต ัง้ไดรฟ ชองใสทีปิ่ดดวยฝาปิด ใหถอดฝาปิดออก อานรายละเอยีดเพิม่เตมิไดที่
การถอดทีหุ่มฝา ในหนา 16

7. หากตดิต ัง้ไดรฟ ออปตคิอล ใหประกอบสกรูตวันําแบบเมตรกิ M3 สีต่วั (ไมมมีาให) ลงในรูดานลางของไดรฟ แตละ
ดาน

หมายเหต:ุ เมือ่เปลีย่นไดรฟ ออปตคิอล ใหใชสกรูตวันําแบบเมตรกิ M3 สีต่วัจากไดรฟ ตวัเดมิมาใสในไดรฟตวัใหม

ขอควรระวงั: ใชสกรูตวันําขนาด 5 มม. สกรูทีย่าวกวาน้ีอาจจะทาํความเสียหายใหกบัสวนประกอบภายในไดรฟ ได
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8. เลือ่นไดรฟ เขาไปในชองจนไดรฟ ล็อคเขาที ่ดใูหแนใจวาสกรูตวันําตรงกบัสล็อตนํา

9. ตอสายไฟ (1) และสายเคเบลิขอมลู (2) เขาทีด่านหลงัของไดรฟ ออปตคิอล

10. เชือ่มตอสายเคเบลิขอมลูดานตรงขามกบัข ัว้ตอใดข ัว้ตอหน่ึงของข ัว้ตอ SATA สฟี าบนเมนบอรด

หมายเหต:ุ โปรดด ูการเชือ่มตอเมนบอรด ในหนา 18 สาํหรบัภาพประกอบของชองเสียบไดรฟ ของเมนบอรด

11. ใสแผงดานหนากลบัเขาทีเ่ดมิ

หมายเหต:ุ กรอบฝาปิดซึง่เป็นอุปกรณเสรมิทีค่รอบดานหนาของไดรฟ ขนาด 5.25 น้ิวสามารถหาซื้อไดจาก HP
ประกอบกรอบฝาปิดเขากบัแผงดานหนากอนจะใสแผงดานหนากลบัเขาทีเ่ดมิ

12. ใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรเขาที่

13. เสียบสายไฟและอปุกรณภายนอกอืน่ๆ อกีคร ัง้และเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

14. ล็อคอปุกรณรกัษาความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกอีกคร ัง้เมือ่ถอดแผงปิดออก
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การถอดอปุกรณขนาด 3.5 น้ิว
ขอควรระวงั: นําสือ่เก็บขอมลูทีถ่อดออกไดท ัง้หมดออกจากไดรฟ  กอนทีจ่ะถอดตวัไดรฟ ออกจากเครือ่ง

1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชํารุดเสยีหาย

5. ถอดฝาปิดและแผงดานหนา

6. ถอดสายเคเบลิทีเ่ชือ่มตอไดรฟ ออกจากดานหลงัของไดรฟ  หรือหากคณุกาํลงัถอดตวัอานการดมเีดยี ใหถอดสายเคเบลิ
USB ออกจากเมนบอรด ตามทีร่ะบไุวในภาพประกอบตอไปน้ี
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7. กดแกนปลดทีด่านหลงไดรฟ ออกจากไดรฟ  (1) แลวเลือ่นไดรฟ ออกจากชองใสไดรฟ  (2)
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การตดิต ัง้อปุกรณขนาด 3.5 น้ิว
1. ยายออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีล็่อคไวเพือ่ไมใหเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชํารุดเสยีหาย

5. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

6. ถอดแผงดานหนา หากคณุทาํการตดิต ัง้ไดรฟ ชองใสทีปิ่ดดวยฝาปิด ใหถอดฝาปิดออก อานรายละเอยีดเพิม่เตมิไดที่
การถอดทีหุ่มฝา ในหนา 16

7. ใสสกรตูวันํา 6-32 ลงในรูแตละดานของไดรฟ

หมายเหต:ุ HP ไดใหสกรูตวันํา 6-32 แบบพเิศษไวทีด่านบนของโครงไดรฟ  โปรดด ูการตดิต ัง้และการถอดไดรฟ
ในหนา 72 สาํหรบัภาพประกอบตาํแหนงของสกรูตวันําพเิศษ

เมือ่เปลีย่นไดรฟ  ใหถอดสกรตูวันํา 6-32 สีต่วัออกจากไดรฟ เกาเพือ่นําไปใชกบัไดรฟ ใหม
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8. เลือ่นไดรฟ เขาไปในชองจนไดรฟ ล็อคเขาที ่ดใูหแนใจวาสกรูตวันําตรงกบัสล็อตนํา

9. หากตดิต ัง้ตวัอานการดสือ่บนัทกึ USB 3.0 คณุตองใชอะแดปเตอร USB 3.0 ถงึ USB 2.0 แลวตอสายอะแดปเตอร
จากตวัอานการดสือ่บนัทกึไปทีข่ ัว้ตอ USB 2.0 บนเมนบอรดทีต่ดิป าย MEDIA

หมายเหต:ุ โปรดด ูการเชือ่มตอเมนบอรด ในหนา 62 สาํหรบัภาพประกอบของชองเสียบไดรฟ ของเมนบอรด

10. ใสแผงดานหนากลบัเขาทีเ่ดมิ

11. ใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรเขาที่

12. เสียบสายไฟและอปุกรณภายนอกอืน่ๆ อกีคร ัง้และเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

13. ล็อคอปุกรณรกัษาความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกอีกคร ัง้เมือ่ถอดแผงปิดออก
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การถอดไดรฟ ออปตคิอลแบบสลมิ:
ขอควรระวงั: นําสือ่เก็บขอมลูทีถ่อดออกไดท ัง้หมดออกจากไดรฟ  กอนทีจ่ะถอดตวัไดรฟ ออกจากเครือ่ง

1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชํารุดเสยีหาย

5. ถอดฝาปิดและแผงดานหนา

6. ถอดสายไฟ (1) และสายเคเบลิขอมลู (2) จากดานหลงัไดรฟ

ขอควรระวงั: เมือ่ตองการถอดสายสญัญาณตางๆ ใหดงึจากข ัว้ตอหรือสวนหวั อยาดงึจากสายโดยตรง ท ัง้น้ีเพือ่
ป องกนัความเสยีดายทีอ่าจเกดิกบัสาย
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7. กดแกนปลดสเีขยีวทีด่านหลงัขวาของไดรฟ ไปทีก่ึง่กลางไดรฟ  (1) แลวเลือ่นไดรฟ ไปมาในชองใสไดรฟ  (2)
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การตดิต ัง้ไดรฟ ออปตคิอลแบบสลมิ
1. ยายออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีล็่อคไวเพือ่ไมใหเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชํารุดเสยีหาย

5. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

6. ถอดแผงดานหนา หากคณุทาํการตดิต ัง้ไดรฟ ชองใสทีปิ่ดดวยฝาปิด ใหถอดฝาปิดออก อานรายละเอยีดเพิม่เตมิไดที่
การถอดทีหุ่มฝา ในหนา 16

7. คณุตองประกอบแกนปลดกอน จงึจะใชไดรฟ ออปตคิอลใหมได

a. ลอกกาวทีย่ดึตดิบนสลกัคลายออก

b. กะระยะของรูทีอ่ยูบนสลกัคลายใหตรงกบัขาเชือ่มตอทีอ่ยูดานขางของไดรฟ ออปตคิลัดวยความระมดัระวงัเพือ่ไม
ใหสลกัคลายโดนไดรฟ ออปตคิลั ตรวจสอบวา สลกัคลายอยูในแนวทีถ่กูตองหรือไม

c. ใสขาเชือ่มตอทีด่านหนาของไดรฟ ออปตคิลัลงในรูทีป่ลายสดุของสลกัคลาย และกดจนแนน

d. ใสขาเชือ่มตอตวัทีส่อง และกดสลกัคลายลงไปท ัง้สลกัเพือ่ยดึกบัไดรฟ ออปตคิลัใหแนน
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8. เลือกไดรฟ ออปตคิอลผานแผงดานหนาเขาไปในชองใสไดรฟ จนสุดเพือ่ใหล็อกเขาที่

9. ตอสายไฟ (1) และสายเคเบลิขอมลู (2) เขาทีด่านหลงัของไดรฟ ออปตคิอล

10. เชือ่มตอสายเคเบลิขอมลูดานตรงขามกบัข ัว้ตอใดข ัว้ตอหน่ึงของข ัว้ตอ SATA สฟี าบนเมนบอรด

หมายเหต:ุ โปรดด ูการเชือ่มตอเมนบอรด ในหนา 18 สาํหรบัภาพประกอบของชองเสียบไดรฟ ของเมนบอรด

11. ใสแผงดานหนากลบัเขาทีเ่ดมิ

หมายเหต:ุ กรอบฝาปิดซึง่เป็นอุปกรณเสรมิทีค่รอบดานหนาของไดรฟ ออปตคิอลแบบสลมิ สามารถหาซ้ือไดจาก HP
ประกอบกรอบฝาปิดเขากบัแผงดานหนากอนจะใสแผงดานหนากลบัเขาทีเ่ดมิ

12. ใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรเขาที่

13. เสียบสายไฟและอปุกรณภายนอกอืน่ๆ อกีคร ัง้และเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

14. ล็อคอปุกรณรกัษาความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกอีกคร ัง้เมือ่ถอดแผงปิดออก
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การถอดฮารดไดรฟ ขนาด 3.5 น้ิวหรือ 2.5 น้ิว
หมายเหต:ุ กอนทีค่ณุจะนําฮารดไดรฟ ตวัเกาออก อยาลืมสาํรองขอมลูทีเ่ก็บไวบนฮารดไดรฟ ตวัเกา เพือ่ทีค่ณุจะสามารถ
โอนยายขอมลูดงักลาวลงบนฮารดไดรฟ ตวัใหม

1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชํารุดเสยีหาย

5. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

6. ถอดสายไฟ (1) และสายเคเบลิขอมลู (2) จากดานหลงัของฮารดไดรฟ
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7. ถอดไดรฟ ออกดวยการดงึแท็บปลดล็อคออกจากไดรฟ  (1) และเลือ่นไดรฟ ออกมาจากชองใส (2)

8. ถอดสกรูนําท ัง้สีต่วั (ดานละสองตวั) ออกจากไดรฟ เกา คณุจะตองใชสกรูเหลาน้ีในการตดิต ัง้ไดรฟ ใหม
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การตดิต ัง้ฮารดไดรฟ ขนาด 2.5 น้ิวหรือ 3.5 น้ิว
1. ยายออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีล็่อคไวเพือ่ไมใหเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชํารุดเสยีหาย

5. ถอดแผงปิดเครือ่ง

6. ประกอบสกรูตวันําแตละดานของไดรฟ  ฮารดไดรฟ ขนาด 3.5 น้ิวจะใชสกรูตวันําแบบตดิต ัง้ตางหาก 6-32 มาตรฐาน
สเีงนิและน้ําเงนิ สวนฮารดไดรฟ ขนาด 2.5 น้ิวจะใชสกรูตวันําแบบตดิต ัง้ตางหาก M3 แบบเมตรกิสน้ํีาเงนิและสีดาํ

หมายเหต:ุ สกรูตวันําแบบตดิต ัง้ตางหาก 6-32 พเิศษสีต่วัสาํหรบัฮารดไดรฟ ขนาด 3.5 น้ิวจะตดิต ัง้ทีด่านนอกของ
ชองใสฮารดไดรฟ  สกรูตวันําพเิศษสาํหรบัฮารดไดรฟ ขนาด 2.5 น้ิวจะไมไดใหมากบัโครงไดรฟ  แตสามารถหาซ้ือได
จาก HP โปรดด ูการตดิต ัง้และการถอดไดรฟ  ในหนา 28 สาํหรบัภาพประกอบของตาํแหนงของสกรูตวันําแบบตดิต ัง้
แยกตางหาก 6-32 สาํรอง

หากคณุทาํการเปลีย่นไดรฟ  ใหใชสกรูตวันําจากไดรฟ เดมิ

● หากคณุกาํลงัตดิต ัง้ฮารดไดรฟ ขนาด 3.5 น้ิว ใหใชสกรูตวันําแบบตดิต ัง้แยกตางหาก 6-32 สเีงนิและน้ําเงนิสีต่วั
(สองตวัทีแ่ตละดานของไดรฟ )
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● หากคณุกาํลงัตดิต ัง้ฮารดไดรฟ ขนาด 2.5 น้ิว ใหตดิต ัง้สกรูตวันําแบบตดิต ัง้แยกตางหาก M3 สดีาํและน้ําเงนิสี่
ตวั (สองตวัทีแ่ตละดานของไดรฟ )

● ท ัง้น้ี คณุสามารถตดิต ัง้ฮารดไดรฟ ขนาด 2.5 น้ิวลงในชองใสไดรฟ ขนาด 3.5 น้ิวโดยใชโครงประกอบทีค่ลาย
กนักบัตวัอยางทีแ่สดงดานลาง

◦ เลือ่นไดรฟเขาไปในหนวยยดึชองอะแดปเตอร ตรวจสอบใหแนใจวาหนวยเชือ่มตอบนไดรฟไดถกูเสยีบ
เขาไปในชองเชือ่มตอบนหนวยยดึอะแดปเตอรแลว
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◦ ตดิต ัง้ไดรฟไวในหนวยยดึชองอะแดปเตอรอยางแนนหนาโดยการตดิต ัง้สกรูสาํหรบัหนวยยดึอะเแดปเตอร
สีดาํรุน M3 สีต่วัผานดานขางของหนวยยดึเขาไปในไดรฟ

◦ ตดิต ัง้สกรูสาํหรบัการตดิต ัง้แยกตางหากสีเงนิและสน้ํีาเงนิรุน 6-32 สีต่วัในหนวยยดึอะแดปเตอร (สองอนั
ตามแตละขางของหนวยยดึ)
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7. เลือ่นไดรฟ เขาไปในชองใส โดยจดัใหสกรูตวันําอยูในแนวเดยีวกนักบัสล็อตนํา จนกระท ั่งไดรฟ ล็อคเขาที่
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8. ตอสายไฟ (1) และสายเคเบลิขอมลู (2) เขาทีด่านหลงัของฮารดไดรฟ

หมายเหต:ุ สายไฟสาํหรบัฮา◌รดไดรฟ เป็นสายเคเบลิแบบสามหวัทีเ่ชือ่มตอจากเมนบอรดไปยงัดานหลงัของชองใส
ฮารดไดรฟ

9. หากกาํลงัตดิต ัง้ไดรฟ ใหม ใหเชือ่มตอปลายอีกดานหน่ึงของสายเคเบลิขอมลูกบัชองเสยีบทีเ่หมาะสมบนเมนบอรด

หมายเหต:ุ คณุตองตอสายเคเบลิขอมลูของฮารดไดรฟ หลกัเขากบัข ัว้ตอสีน้ําเงนิเขมทีต่ดิป าย SATA0 ไวเพือ่หลีก
เลีย่งปญัหาประสทิธภิาพการทาํงานของฮารดไดรฟ หากคณุจะเพิม่ฮารดไดรฟ สาํรอง ใหตอสายเคเบลิขอมลูเขากบัข ัว้
ตอ SATA สีฟ าข ัว้ใดข ัว้หน่ึง

10. ใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรเขาที่

11. เสียบสายไฟและอปุกรณภายนอกอืน่ๆ อกีคร ัง้และเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

12. ล็อคอปุกรณรกัษาความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกอีกคร ัง้เมือ่ถอดแผงปิดออก

การตดิต ัง้ล็อครกัษาความปลอดภยั
ล็อครกัษาความปลอดภยัทีแ่สดงไวดานลางและในหนาถดัไปจะใชเพือ่ล็อคคอมพวิเตอร
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ตวัล็อคสายเคเบลิ
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กุญแจล็อค

ล็อครกัษาความปลอดภยั HP Business PC
1. ยดึสายสาํหรบัระบบรกัษาความปลอดภยัโดยรดัไวกบัเครือ่งใชในสาํนกังาน
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2. เสยีบตวัลอกสายเคเบลิเขาไปในชองลอกสายเคเบลิทีด่านหลงัของหนาจอและตดิต ัง้ลอกไวกบัหนาจออยางแนนหนา
โดยการเสียบกญุแจในชองกญุแจดานหลงัของลอกและหมนุกญุแจ 90 องศา

3. เลือ่นสายเคเบลิเพือ่ความปลอดภยัผานรูในหนวยลอกสายเคเบลิทีด่านหลงัของหนาจอ
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4. ใชตวัยดึทีใ่หไวในชุดอปุกรณเพือ่ยดึอปุกรณตอพวงอืน่ๆ โดยการสอดสายเคเบลิเขาตรงกลางของตวัยดึ (1) แลวสอด
สายล็อกผานรูใดรูหน่ึงจากสองรทูีต่วัยดึ (2) ใชรูในตวัยดึทีส่ามารถยดึสายเคเบลิของอปุกรณตอพวงไดแนนหนาทีส่ดุ

5. สอดสายเคเบลิของแป นพมิพและเมาสไวในล็อกของตวัเครือ่ง
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6. ขนัสกรูทีม่ใีหสาํหรบัการยดึล็อกโครงเครือ่งลงในรสูกรูหมนุ

7. สอดปลายแทงเหล็กลงในล็อค (1) และดนัปุ ม (2) เพือ่ยดึล็อคเขาที ่ใชกญุแจทีม่ใีหเพือ่คลายล็อค
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8. เมือ่เสร็จเรยีบรอยแลว อปุกรณท ัง้หมดบนโตะทาํงานของคณุจะไดรบัการยดึเอาไวอยางแนนหนา

ความปลอดภยัของแผงดานหนา
สามารถล็อคแผงดานหนาใหอยูกบัทีไ่ดดวยการตดิต ัง้สกรูรกัษาความปลอดภยัที ่HP จดัเตรียมไวให การตดิต ัง้สกรรูกัษา
ความปลอดภยั:

1. ยายออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีล็่อคไวเพือ่ไมใหเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชํารุดเสยีหาย

5. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร
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6. ถอดสกรล็ูอกออกจากชองใสฮารดไดรฟ แตละดานทีอ่ยูดานหลงัแผงดานหนา

7. ใสสกรูล็อกผานทางรูกึง่กลางของแท็บปลดล็อกแผงดานหนาเพือ่ยดึแผงดานหนาใหเขาที่

8. ใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรเขาที่

9. เสยีบสายไฟอกีคร ัง้และเปิดคอมพวิเตอร

10. ล็อคอปุกรณรกัษาความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกอีกคร ัง้เมือ่ถอดแผงปิดออก
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3 การอพัเกรดฮารดแวร Small Form Factor
(SFF)

คณุสมบตัใินการซอมบาํรุง
คอมพวิเตอรเครือ่งน้ีมคีณุสมบตัติางๆ ทีท่าํใหงายตอการอพัเกรดและการซอมบาํรุง ข ัน้ตอนการตดิต ัง้สวนใหญทีอ่ธบิายไว
ในบทน้ีสามารถกระทาํไดโดยไมจาํเป็นตองอาศยัเครือ่งมือใดๆ

คาํเตอืนและขอควรระวงั
กอนทีจ่ะลงมอือพัเกรดอปุกรณ โปรดอานคาํแนะนํา ขอควรระวงั และคาํเตอืนในคูมือน้ีอยางละเอียด

คาํเตอืน! เพือ่ลดความเสีย่งตอการบาดเจ็บจากไฟฟ าลดัวงจร พื้นผวิทีร่อน หรือไฟไหม:

ถอดสายไฟออกจากเตาเสยีบตดิผนงัและโปรดรอใหสวนประกอบภายในเย็นลงกอนทีจ่ะสมัผสั

อยาเสียบสายโทรคมนาคมหรือสายโทรศพัทเขากบัชองเสยีบของคอนโทรลเลอรอนิเตอรเฟซของเน็ตเวริก (NIC)

อยาปิดการใชงานปล ัก๊ลงกราวนดสาํหรบัสายไฟ ปล ัก๊ลงกราวนดเป็นคณุสมบตัดิานความปลอดภยัทีส่าํคญั

เสยีบปล ัก๊สายไฟเขากบัเตารบัทีม่กีารลงกราวนด (ตอสายดนิ) ซึง่เขาถงึไดงายอยูตลอดเวลา

เพือ่ลดความเสีย่งตอการบาดเจ็บรุนแรง โปรดอาน คูมอืเพือ่ความสะดวกและความปลอดภยั คูมอืดงักลาวจะใหรายละเอียด
เกีย่วกบัการตดิต ัง้เครือ่งเวริกสเตชนัอยางเหมาะสม รวมถงึทานั่ง พฤตกิรรมทีเ่กีย่วของกบัสขุภาพและการทาํงานสาํหรบัผูใช
คอมพวิเตอร และใหขอมูลทีส่าํคญัเกีย่วกบัมาตรการรกัษาความปลอดภยัดานไฟฟ าและเครือ่งกล คูมอืน้ีอยูทีเ่ว็บที่
http://www.hp.com/ergo

คาํเตอืน! ชิน้สวนทีมี่พลงังานและเคลือ่นไหวได

ถอดปล ัก๊ไฟอปุกรณกอนทีจ่ะถอดโครงเครือ่ง

เปลีย่นและตดิต ัง้โครงเครือ่งใหแนนหนากอนทีจ่ะเสยีบปล ัก๊ไฟอปุกรณอีกคร ัง้

ขอควรระวงั: ไฟฟ าสถติอาจทาํใหสวนประกอบไฟฟ าของคอมพวิเตอรหรอือปุกรณเสรมิชาํรุดเสียหายได กอนทีจ่ะเริม่ตน
กระบวนการเหลาน้ี โปรดตรวจสอบวาคณุไดคายประจุไฟฟ าสถติดวยการสมัผสัวตัถทุีเ่ป็นโลหะและมกีารตอลงกราวด โปรด
ด ูการคายประจุไฟฟ าสถติ ในหนา 103 สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ

เมือ่ตอสายไฟกบัเครือ่งคอมพวิเตอร แหลงจายไฟจะมแีรงดนัไฟฟ าสาํหรบัเมนบอรดอยูตลอดเวลา คณุตองถอดสายไฟออก
จากเตาเสยีบกอนทีจ่ะเปิดฝาเครือ่งคอมพวิเตอรเพือ่ป องกนัความเสียหายกบัสวนประกอบภายในเครือ่ง
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การถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร
เพือ่เขาถงึสวนประกอบภายใน คณุจะตองถอดแผงปิด:

1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ดงึปล ัก๊ไฟออกจากเตารบัไฟฟ า และถอดอุปกรณภายนอกใดๆ

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชาํรุดเสยีหาย

5. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ใหยกเครือ่งคอมพวิเตอรออกจากขาต ัง้และวางคอมพวิเตอรลง

6. ยกทีจ่บัแผงปิด (1) แลวยกแผงปิดออกจากตวัเครือ่งคอมพวิเตอร (2)
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การใสแผงปิดคอมพวิเตอรกลบัเขาที่
เลือ่นขอบทีป่ลายดานหนาของแผงปิดไวขางใตขอบทีด่านหนาของโครงเครือ่ง (1) แลวกดปลายดานหลงัของแผงปิดไปทีต่วั
เครือ่งเพือ่ใหล็อคเขาที ่(2)
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การถอดแผงดานหนา
1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชาํรุดเสยีหาย

5. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ใหยกเครือ่งคอมพวิเตอรออกจากขาต ัง้และวางคอมพวิเตอรลง

6. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

7. ยกแถบสามอนัทีด่านขางของแผงปิด (1) แลวหมุนแผงปิดออกจากโครงเครือ่ง (2)
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การถอดทีหุ่มฝา
ในบางรุน มีฝาครอบชองปิดไดรฟ ขนาด 3.5 น้ิวและชองใสไดรฟ ออปตคิอลแบบสลมิทีต่องถอดออกกอนตดิต ัง้ไดรฟ  วธิกีาร
ถอดฝาปิดแผงดานหนา:

1. ถอดฝาปิดและแผงดานหนา

2. ในการถอดฝาครอบชองปิดไดรฟ ขนาด 3.5 น้ิว ใหกดแท็บยดึหาตวั (1) เขาใน แลวดงึฝาครอบออกจากแผงดานหนา
(2)

เมือ่ตองการถอดฝาปิดไดรฟ ออปตคิอลแบบสลมิ ใหกดแท็บยดึสองตวัทีย่ดึฝาปิดไปทางขอบนอกดานขวาของฝาปิด
(3) และเลือ่นฝาปิดไปดานหลงั แลวไปทางดานขวาเพือ่ถอด (4)

หมายเหต:ุ เมือ่ถอดฝาปิดไดรฟ ออปตคิอลแบบสลมิและประกอบไดรฟ ออปตคิอลแบบสลมิเสร็จ คณุสามารถประกอบกรอบ
ฝาปิดซึง่เป็นอปุกรณเสรมิ (จดัจาํหนายโดย HP) โดยจะครอบปิดดานหนาของไดรฟ ออปตคิอลแบบสลมิ
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การใสแผงดานหนากลบัเขาทีเ่ดมิ
เสยีบขอเกีย่วสีต่วัทีด่านลางของฝาปิดลงในรูสีเ่หลีย่มบนโครงเครือ่ง (1) แลวหมนุดานบนของฝาปิดเขาไปในโครงเครือ่ง (2)
จนกระท ั่งล็อคเขาที่
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การเปลีย่นการกาํหนดคาจากต ัง้โตะเป็นแบบทาวเวอร
คอมพวิเตอรแบบ Small Form Factor สามารถต ัง้วางแบบทาวเวอรได โดยใชขาต ัง้ทีเ่ป็นอุปกรณเสรมิ สามารถซ้ือไดจาก
HP

1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชํารุดเสยีหาย

5. จดัคอมพวิเตอรในลกัษณะทีด่านขวาควํ่าลง และวางคอมพวิเตอรไวในขาต ัง้

หมายเหต:ุ เพือ่เพิม่ความม ั่นคงของคอมพวิเตอรเมือ่จดัวางในแบบทาวเวอร HP แนะนําใชของขาต ัง้ทาวเวอรเสรมิ

6. เสียบสายไฟและอปุกรณภายนอกอืน่ๆ อกีคร ัง้และเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

หมายเหต:ุ โปรดดใูหแนใจวาเวนวางพื้นทีร่อบขางท ัง้หมดของคอมพวิเตอรไวอยางนอย 10.2 เซนตเิมตร (4 น้ิว)
และไมมีสิง่ใดกดีขวาง

7. ล็อคอปุกรณรกัษาความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกเมือ่ตอนทีถ่อดแผงปิดออก

การเชือ่มตอเมนบอรด
โปรดดทูีภ่าพประกอบและตารางตอไปน้ีเพือ่ระบถุงึชองเสยีบของเมนบอรด
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หมาย
เลข

ชองเสยีบของเมนบอรด ฉลากเมนบอรด สี สวนประกอบ

1 PCI Express x1 X1PCIEXP3 สีขาว การดเอ็กซแพนชนั

2 PCI Express x1 X1PCIEXP2 สีดาํ การดเอ็กซแพนชนั

3 PCI Express x1 X1PCIEXP1 สีดาํ การดเอ็กซแพนชนั

4 PCI Express x16 X16PCIEXP สีดาํ การดเอ็กซแพนชนั

5 Parallel Port (พอรตขนาน) PAR สีดาํ Parallel Port (พอรตขนาน)

6 พอรตอนุกรม COMB สีดาํ พอรตอนุกรม

7 ตวัล็อคฝา HLCK สีดาํ ตวัล็อคฝา

8 เซนเซอรฝาครอบ HSENSE สีขาว เซนเซอรฝาครอบ

9 DIMM4 (แชนเนล A) DIMM4 สีขาว โมดลูหนวยความจาํ

10 DIMM3 (แชนเนล A) DIMM3 สีดาํ โมดลูหนวยความจาํ

11 DIMM2 (แชนเนล B) DIMM2 สีขาว โมดลูหนวยความจาํ

12 DIMM1 (แชนเนล B) DIMM1 สีดาํ โมดลูหนวยความจาํ

13 กระแสไฟ SATAPWR0 สีดาํ ไดรฟ  SATA

14 กระแสไฟ PWR สีขาว เมนบอรด

15 USB 3.0 FRONT USB3.0 สีน้ําเงนิ พอรต USB 3.0 ดานหนา

16 SATA 3.0 SATA0 น้ําเงนิเขม ฮารดไดรฟ หลกั

17 SATA 3.0 SATA3 สีฟ า อุปกรณ SATA อืน่ๆ ยกเวนฮารดไดรฟ หลกั

18 SATA 3.0 SATA1 สีฟ า อุปกรณ SATA อืน่ๆ ยกเวนฮารดไดรฟ หลกั

19 SATA 3.0 SATA2 สีฟ า อุปกรณ SATA อืน่ๆ ยกเวนฮารดไดรฟ หลกั

20 USB 2.0 MEDIA สีดาํ อุปกรณ USB 2.0 เชน ตวัอานการดสือ่
บนัทกึ
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การตดิต ัง้หนวยความจาํเพิม่เตมิ
เครือ่งคอมพวิเตอรของคณุตดิต ัง้หนวยความจาํ double data rate 3 synchronous dynamic random access
memory (DDR3-SDRAM) แบบ dual inline memory modules (DIMM)

DIMMs
สล็อตหนวยความจาํเหลาน้ีจะมีหนวยความจาํ DIMM มาตรฐานอุตสาหกรรมตดิต ัง้ไวอยางนอยสีชุ่ด สล็อตหนวยความจาํ
เหลาน้ีจะมหีนวยความจาํ DIMM ตดิต ัง้ไวอยางนอยหน่ึงชุด หากคณุตองการใชจาํนวนหนวยความจาํสงูสดุเทาทีร่ะบบ
สนบัสนุน คณุอาจตองเปลีย่นไปใชหนวยความจาํทีต่ ัง้คาเป็นโหมดประสทิธภิาพสงูสองแชนเนล ขนาดไมเกนิ 32 กกิะไบต

DDR3-SDRAM DIMM
เพือ่ใหระบบทาํงานไดอยางเหมาะสม DDR3-SDRAM DIMMs ตองเป็นแบบ:

● มาตรฐานอุตสาหกรรม 240 ขา

● unbuffered non-ECC PC3-12800 DDR3-1600 MHz-ตามมาตรฐาน

● DDR3/DDR3L-SDRAM DIMM ขนาด 1.35 โวลตหรือ 1.5 โวลต

DDR3-SDRAM DIMMs ยงัตองเป็นแบบ:

● สาํหรบั CAS latency 11 DDR3 1600 MHz (การจบัเวลาประเภท 11-11-11)

● จะตองมรีายละเอยีดตามทีก่าํหนดใน JEDEC SPD

นอกจากนัน้ คอมพวิเตอรตองรองรบั:

● เทคโนโลยีหนวยความจาํทีไ่มใช ECC ขนาด 512-Mbit, 1-Gbit และ 2-Gbit

● DIMM แบบดานเดยีวและแบบสองดาน

● DIMMs ถกูสรางดวยอปุกรณ DDR x8 และ x16 ไมสนบัสนุน DIMMs ทีถ่กูสรางดวย SDRAM x4

หมายเหต:ุ ระบบจะทาํงานไมถกูตองหากใช DIMM ทีไ่มสนบัสนุน
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การบรรจซ็ุอกเก็ต DIMM
มซ็ีอกเก็ต DIMM ท ัง้หมดสีซ็่อกเก็ต บนเมนบอรด สองซ็อกเก็ตตอหน่ึงแชนเนล ซ็อกเก็ตดงักลาวจะระบวุาเป็น DIMM1,
DIMM2, DIMM3 และ DIMM4 ซ็อกเก็ต DIMM1 และ DIMM2 ทาํงานในแชนเนลหนวยความจาํ B ซ็อกเก็ต DIMM3
และ DIMM4 ทาํงานในแชนเนลหนวยความจาํ A

ระบบจะทาํงานในโหมดแชนเนลเดยีวหรือโหมดแชนเนลคูหรือโหมดเฟล็กซโดยอตัโนมตัขิึน้อยูกบัลกัษณะการตดิต ัง้ของ
DIMMs

หมายเหต:ุ การเปลีย่นการต ัง้คาจากเดสกทอปเป็นทาวเวอร

● ระบบจะทาํงานในโหมดแชนเนลเดยีวหากบรรจุ DIMM ในซ็อกเกต็เพียงแชนเนลเดยีว

● ระบบจะทาํงานในโหมดสองแชนเนลประสทิธภิาพสูงหากความจุหนวยความจาํท ัง้หมดของ DIMM ในแชนเนล A
เทากบัความจุหนวยความจาํท ัง้หมดของ DIMM ในแชนเนล B เทคโนโลยีและความกวางของอปุกรณอาจแตกตางกนั
ระหวางแชนเนล ตวัอยางเชน หากแชนเนล A บรรจ ุDIMM ขนาด 1-GB สองชุด และแชนเนล B บรรจ ุDIMM
ขนาด 2-GB หน่ึงชุด ระบบก็จะทาํงานในโหมดสองแชนเนล

● ระบบจะทาํงานในโหมดเฟล็กซ หากความจุหนวยความจาํท ัง้หมดของ DIMM ในแชนเนล A ไมเทากบัความจุหนวย
ความจาํท ัง้หมดของ DIMM ในแชนเนล B แชนเนลในโหมดเฟล็กซทีม่ีจาํนวนหนวยความจาํข ัน้ตํ่าบรรจุอยู จะแสดง
รายละเอียดจาํนวนหนวยความจาํท ัง้หมดทีถ่กูกาํหนดในสองแชนเนลและจาํนวนทีเ่หลือไดกาํหนดในแชนเนลเดีย่ว
สาํหรบัความเร็วสงูสุด แชนเนลควรจะมคีวามสมดลุ เพือ่ใหจาํนวนหนวยความจาํทีใ่หญทีส่ดุกระจายอยูระหวางสอง
แชนเนล หากหน่ึงแชนเนลจะมหีนวยความจาํมากกวาอนัอืน่ จาํนวนทีใ่หญกวาควรกาํหนดเป็นแชนเนล A หากคณุ
บรรจซ็ุอกเก็ต DIMM ขนาด 1GB หน่ึงชุด และ DIMM ขนาด 1-MB สามชุด แชนเนล A ควรบรรจ ุDIMM ขนาด
2-GB และ DIMM ขนาด 1-GB หน่ึงชุด และแชนเนล B ควรบรรจ ุDIMM ขนาด 1-GB สองชุด ดวยการกาํหนดคา
น้ี 4-GB จะรนัทีแ่ชนเนลคู และ 1-GB จะรนัทีแ่ชนเนลเดีย่ว

● ไมวาในโหมดใด ความเร็วสงูสุดในการทาํงานจะถกูกาํหนดดวย DIMM ทีช่าทีสุ่ดในระบบ

การตดิต ัง้ DIMM
ขอควรระวงั: คณุตองถอดปล ัก๊ออกกอนและรอประมาณ 30 วนิาทเีพือ่รอใหกระแสไฟฟ าหมดไปกอนทีจ่ะทาํการเพิม่หรือ
ถอดโมดลูหนวยความจาํ ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในโมดลูหนวยความจาํตราบเทา
ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรยงัตออยูกบัเตารบัไฟฟ า AC การเพิม่หรือการนําโมดลูหนวยความจาํออกในขณะทีย่งัมีกระแสไฟฟ าอยู
อาจจะทาํใหเกดิความเสียหายทีแ่กไขไมไดในโมดลูหนวยความจาํหรือเมนบอรด

ซ็อกเก็ตของโมดลูหนวยความจาํมหีนาสมัผสัเป็นทองคาํ ดงันัน้ เมือ่อพัเกรดหนวยความจาํ คณุจะตองใชโมดลูหนวยความจาํ
ทีม่หีนาสมัผสัเป็นทองคาํเชนเดยีวกนั เพือ่ป องกนัการกดักรอนและ/หรือการเกดิสนิมจากการใชหนาสมัผสัโลหะทีเ่ขากนัไม
ได

ไฟฟ าสถติอาจทาํใหสวนประกอบอเิล็กทรอนิกสของคอมพวิเตอรหรือการดเสรมิชาํรุดเสยีหายได กอนทีจ่ะเริม่ตน
กระบวนการเหลาน้ี โปรดตรวจสอบวาคณุไดคายประจุไฟฟ าสถติดวยการสมัผสัวตัถทุีเ่ป็นโลหะและมกีารตอลงกราวด โปรด
ดขูอมูลเพิม่เตมิที ่การคายประจุไฟฟ าสถติ ในหนา 103

เมือ่ทาํงานกบัโมดลูหนวยความจาํ โปรดใชความระมดัระวงัไมใหสมัผสักบัหนาสมัผสัใดๆ การทาํเชนนัน้อาจทาํใหโมดลู
ชาํรุดเสียหายได

1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก
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4. ดงึปล ัก๊ไฟออกจากเตารบัไฟฟ า และถอดอุปกรณภายนอกใดๆ

ขอควรระวงั: คณุตองถอดปล ัก๊ออกกอนและรอประมาณ 30 วนิาทเีพือ่รอใหกระแสไฟฟ าหมดไปกอนทีจ่ะทาํการ
เพิม่หรือถอดโมดลูหนวยความจาํ ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในโมดลูหนวย
ความจาํตราบเทาทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรยงัตออยูกบัเตารบัไฟฟ า AC การเพิม่หรือการนําโมดลูหนวยความจาํออกใน
ขณะทีย่งัมกีระแสไฟฟ าอยูอาจจะทาํใหเกดิความเสยีหายทีแ่กไขไมไดในโมดลูหนวยความจาํหรือเมนบอรด

5. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ถอดเครือ่งคอมพวิเตอรจากขาต ัง้และวางคอมพวิเตอรลงและวางคอมพวิเตอรลง

6. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

คาํเตอืน! ในการลดความเสีย่งตอการบาดเจ็บจากพืน้ผวิทีร่อน โปรดรอใหสวนประกอบภายในเย็นลงกอนทีจ่ะสมัผสั

7. เปิดสลกัท ัง้สองดานของซ็อกเก็ตโมดลูหนวยความจาํ (1) และใสโมดลูหนวยความจาํลงในซ็อกเก็ต (2)

หมายเหต:ุ คณุจะสามารถตดิต ัง้หนวยความจาํไดเพียงวธิเีดยีวเทานัน้ จดัใหรอยบากบนโมดลูตรงกบัแถบบนซ็อก
เก็ตหนวยความจาํ

ใสซ็อกเก็ต DIMM สีดาํกอนซ็อกเก็ต DIMM สขีาว

สาํหรบัประสทิธภิาพสงูสุด ใหบรรจหุนวยความจาํในซ็อกเก็ตโดยใชความจุหนวยความจาํกระจายเทา ๆ กนัระหวาง
แชนแนล A และแชนแนล Bสาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดด ูการบรรจุซ็อกเก็ต DIMM ในหนา 65

8. ดนัโมดลูเขาในซ็อกเก็ต และตรวจสอบวาหนวยความจาํตดิต ัง้อยูในซ็อกเก็ตอยางแนนหนา กรุณาตรวจดวูาสลกัอยูใน
ตาํแหนงทีปิ่ดแลว (3)

9. ทาํซํ้าข ัน้ตอนที ่7 และ 8 สาํหรบัการตดิต ัง้โมดลูหนวยความจาํเพิม่เตมิ

10. ใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรเขาที่

11. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ใหเปลีย่นขาต ัง้

12. เสยีบสายไฟอกีคร ัง้และเปิดคอมพวิเตอร

13. ล็อคอปุกรณรกัษาความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกเมือ่ตอนทีถ่อดแผงปิดออก

ระบบคอมพวิเตอรจะรบัรูถงึหนวยความจาํทีเ่พิม่ขึน้ไดเมือ่คณุเปิดเครือ่งในคร ัง้ตอไป
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การถอดหรือตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนั
คอมพวิเตอรน้ีมีสล็อตเอ็กซแพนชนั PCI Express x1 สามสล็อต และสล็อตเอ็กซแพนชนั PCI Express x16 อีกหน่ึง
สล็อต

หมายเหต:ุ ชองเสียบ PCI Express รองรบัการดรูปแบบระดบัตํ่าเทานัน้

คณุสามารถตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนั PCI Express x1, x4, x8 หรือ x16 ลงในสล็อต PCI Express x16 ได

สาํหรบัการกาํหนดคาการดแสดงผลกราฟิกคู ตองตดิต ัง้การดแผนแรก (การดหลกั) ไวในชองเสียบ PCI Express x16

วธิถีอด เปลีย่น หรือเพิม่การดเอ็กซแพนชนั:

1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ดงึปล ัก๊ไฟออกจากเตารบัไฟฟ า และถอดอุปกรณภายนอกใดๆ

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชาํรุดเสยีหาย

5. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ถอดเครือ่งคอมพวิเตอรจากขาต ัง้และวางคอมพวิเตอรลงและวางคอมพวิเตอรลง

6. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

7. หาซ็อกเก็ตทีว่างบนเมนบอรด และสล็อตเอ็กซแพนชนัทีเ่กีย่วของทีด่านหลงัของโครงเครือ่งคอมพวิเตอร

8. คลายสลกัยดึฝาปิดสล็อตทีย่ดึฝาปิดสล็อตไวโดยยกแถบสีเขยีวทีส่ลกัแลวหมนุสลกัไปยงัตาํแหนงเปิด
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9. กอนตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนั ถอดฝาปิดสล็อตเอ็กซแพนชนัหรือการดเอ็กซแพนชนัตวัเกาออก

หมายเหต:ุ กอนทีจ่ะถอดการดเอ็กซแพนชนัทีต่ดิต ัง้ไว ใหปลดสายเคเบลิท ัง้หมดทีเ่ชือ่มตอกบัการดดงักลาว

a. หากคณุตองการจะตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนัลงในซ็อกเก็ตทีว่างอยู ใหถอดฝาปิดสล็อตเอ็กซแพนชนัทีด่านหลงั
ของโครงเครือ่งคอมพวิเตอร ดงึฝาปิดสล็อตขึน้ตรงๆ จากภายในโครงเครือ่ง

b. หากตองการจะถอดการด PCI Express x1 ใหจบัปลายท ัง้สองขางของการด แลวคอยๆ โยกการดจนข ัว้ตอ
หลุดจากซ็อกเก็ต ดงึการดเอ็กซแพนชนัขึน้ตรงๆ ใหหลุดออกจากซ็อกเก็ต (1) จากนัน้ขยบัเลือ่นออกจากภายใน
โครงเครือ่ง เพือ่ใหการดหลดุออกจากกรอบของโครงเครือ่ง (2) ระวงัอยาใหการดขดูขดีกบัสวนประกอบภายใน
อืน่ๆ
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c. หากคณุกาํลงัถอดการด PCI Express x16 ใหดงึแขนยดึทีด่านหลงัของซ็อกเก็ตการดเอ็กซแพนชนัใหกางออก
จากการด และคอยๆ โยกการดจนกระท ั่งข ัว้ตอหลุดออกจากซ็อกเก็ต ดงึการดเอ็กซแพนชนัขึน้ตรงๆ ใหหลุดออก
จากซ็อกเก็ต จากนัน้ขยบัเลือ่นออกจากภายในโครงเครือ่ง เพือ่ใหการดหลุดออกจากกรอบของโครงเครือ่ง ระวงั
อยาใหการดขดูขดีกบัสวนประกอบภายในอืน่ๆ

10. เก็บการดทีถ่อดออกมาไวในหบีหอทีป่ องกนัไฟฟ าสถติ

11. หากไมตองการตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนัอนัใหม ใหใสฝาปิดสล็อตเอ็กซแพนชนัเพือ่ปิดชองทีเ่ปิดอยู

ขอควรระวงั: หลงัจากถอดการดเอ็กซแพนชนั คณุตองใสการดใหมหรือฝาปิดสล็อต เพือ่การระบายความรอนที่
เหมาะสมของสวนประกอบภายในเครือ่งในระหวางการทาํงาน

12. ในกรณีทีต่องการตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนัใหม ใหถอืการดไวเหนือซ็อกเก็ตเอ็กซแพนชนับนเมนบอรด จากนัน้จงึ
ขยบัการดเขาไปทีด่านหลงัของโครงเครือ่ง (1) เพือ่ใหโครงของการดตรงกบัสล็อตทีเ่ปิดอยูดานหลงัของโครงเครือ่ง
กดการดลงไปในซ็อกเก็ตบนเมนบอรดตรงๆ อยางเบามอื (2)

หมายเหต:ุ เมือ่ตดิต ัง้การดเอ็กซแพนชนั ใหกดทีก่ารดเพือ่ใหชองเสยีบล็อคลงในสล็อตของการดเอ็กซแพนชนัจน
แนน
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13. หมนุสลกัยดึฝาปิดสล็อตกลบัเขาทีเ่พือ่ยดึการดเอ็กซแพนชนัเอาไว

14. ตอสายเคเบลิภายนอกเขากบัการดทีต่ดิต ัง้ใหม หากจาํเป็น ตอสายเคเบลิภายในเขากบัเมนบอรด หากจาํเป็น

15. ใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรกลบัคนื

16. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ใหเปลีย่นขาต ัง้

17. เสยีบสายไฟอกีคร ัง้และเปิดคอมพวิเตอร

18. ล็อคอปุกรณรกัษาความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกเมือ่ตอนทีถ่อดแผงปิดออก

19. ต ัง้คาเครือ่งคอมพวิเตอรใหม หากจาํเป็น

ตาํแหนงของไดรฟ

1 ไดรฟ ออปตคิอลแบบสลมิ

2 ชองใสฮารดดสิกภายในขนาด 3.5 น้ิว

3 ชองใสไดรฟ ขนาด 3.5 น้ิว สาํหรบัไดรฟ ออปตคิอล (ตวัอานการดมีเดยีแสดงในรูป)

4 ชองใสฮารดดสิกภายในขนาด 2.5 น้ิว

หมายเหตุ: โครงแบบไดรฟ ในคอมพวิเตอรของคณุอาจแตกตางจากโครงแบบไดรฟ ทีแ่สดงขางตน
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ในการตรวจสอบชนดิและขนาดของอปุกรณเก็บขอมลูทีต่ดิต ัง้ในคอมพวิเตอรของคณุ ใหรนัโปรแกรมการต ัง้คาคอมพวิเตอร
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การตดิต ัง้และการถอดไดรฟ
โปรดปฏบิตัติามคาํแนะนําตอไปน้ีเมือ่ตดิต ัง้ไดรฟ :

● ฮารดไดรฟหลกั Serial ATA (SATA) จะตองตดิต ัง้ไวกบัหนวยเชือ่มตอ SATA สีน้ําเงนิเขมหลกับนเมนบอรดทีต่ดิ
ฉลาก SATA0 ไว

● ตอฮารดไดรฟ สาํรองแลไดรฟ แบบออปตคิอลกบัข ัว้ตอ SATA สฟี าข ัว้ใดข ัว้หน่ึงบนเมนบอรด (ทีต่ดิป าย SATA1,
SATA2 และ SATA3)

● เชือ่มตอสาย USB 3.0 ของตวัอานการดสือ่บนัทกึทีใ่ชอะแดปเตอร USB 3.0 ถงึ USB 2.0 กบัข ัว้ตอ USB 2.0 บน
เมนบอรดทีต่ดิป าย MEDIA

● สายไฟสาํหรบัไดรฟ จะมีสายยอย 2 สายจากข ัว้ตอบนเมนบอรด สายยอยแรกเป็นสายเคเบลิแบบหวัคู (สายไฟสีเ่สน)
เชือ่มตอกบัชองใสไดรฟ ออปตคิอลขนาด 3.5 น้ิวและข ัว้ตอทีส่อง (สายไฟสองเสน) ทีเ่ชือ่มตอกบัชองใสไดรฟ ออปติ
คอลแบบสลมิ สายยอยสายทีส่องเป็นสายเคเบลิแบบหวัคูทีข่ ัว้ตอแรกเชือ่มตอกบัชองใสฮารดไดรฟ ขนาด 3.5 น้ิวและ
ข ัว้ตอทีส่องทีเ่ชือ่มตอกบัชองใสฮารดไดรฟ ขนาด 2.5 น้ิว

● คณุตองตดิต ัง้สกรตูวันําเพือ่ใหม ั่นใจวาไดรฟ จะอยูในแนวเดยีวกนักบัโครงใสไดรฟ และล็อคอยูกบัทีอ่ยางแนนหนา
HP ไดใหสกรูตวันํามาตรฐาน 6-32 เพิม่ไวทีด่านบนของชองใสไดรฟ  สกรูตวันํามาตรฐาน 6-32 ตองใชในการตดิต ัง้
ตวัอานการดสือ่บนัทกึหรือฮารดไดรฟ สาํรองทีต่ดิต ัง้ไวในชองใสไดรฟ ออปตคิอลขนาด 3.5 น้ิว สกรูตวันําแบบตดิต ัง้
แยกตางหากสาํหรบัฮารดไดรฟ ขนาด 2.5 น้ิวไมไดใหมาดวย หากทาํการเปลีย่นไดรฟ  ใหถอดสกรตูวันําออกจาก
ไดรฟ ตวัเกา แลวประกอบกบัไดรฟ ตวัใหม

มสีกรสูาํรองมาตรฐาน 6-32 สีเงนิท ัง้หมดหาตวั ตวัแรกใชสาํหรบัการล็อกป องกนัแผงดานหนา (1) (โปรดดขูอมูลเพิม่เตมิที่
ความปลอดภยัของแผงดานหนา ในหนา 95) สวนอีกสีต่วัจะใชเป็นสกรูตวันําสาํหรบัล็อกตวัอานการดสือ่บนัทกึหรือฮารด
ไดรฟ สาํรองไวในชองใสไดรฟ ออปตคิอลขนาด 3.5 น้ิว (2)
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ขอควรระวงั: ในการป องกนัการสญูเสยีขอมูลหรือความเสยีหายตอคอมพวิเตอรหรอืไดรฟ :

หากคณุกาํลงัใสหรือถอดไดรฟ  ใหปิดระบบปฏบิตักิารตามข ัน้ตอนทีเ่หมาะสม จากนัน้ปิดเครือ่งคอมพวิเตอร และถอดปล ัก๊
ออก อยาถอดไดรฟ ขณะทีค่อมพวิเตอรเปิดหรืออยูในโหมดสแตนดบาย

กอนทีจ่ะทาํงานกบัไดรฟ  โปรดคายประจไุฟฟ าสถติกอน และในขณะทีท่าํงานกบัไดรฟ  โปรดหลีกเลีย่งการสมัผสัชองเสียบ
ของไดรฟ  สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการป องกนัความเสยีหายจากไฟฟ าสถติ โปรดด ูการคายประจุไฟฟ าสถติ
ในหนา 103

จบัไดรฟ อยางระมดัระวงั อยาทาํหลน

อยาใชแรงมากเกนิไปขณะทีใ่สไดรฟ

หลีกเลีย่งไมใหไดรฟ สมัผสักบัความช้ืน อณุหภมูทิีสู่งหรือตํ่ามากๆ หรือผลติภณัฑทีม่ีสนามแมเหล็ก เชน จอภาพหรือลาํโพง

หากจะตองสงไดรฟ ทางไปรษณีย ใหบรรจุไดรฟ ในซองบวุสัดกุนักระแทก หรือหบีหอกนักระแทกแบบอืน่ๆ และทาํ
เครือ่งหมายทีด่านนอกหีบหอวา “Fragile: Handle With Care.”
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การถอดอปุกรณขนาด 3.5 น้ิว
ขอควรระวงั: นําสือ่เก็บขอมลูทีถ่อดออกไดท ัง้หมดออกจากไดรฟ  กอนทีจ่ะถอดตวัไดรฟ ออกจากเครือ่ง

1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชํารุดเสยีหาย

5. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ถอดเครือ่งคอมพวิเตอรจากขาต ัง้และวางคอมพวิเตอรลงและวางคอมพวิเตอรลง

6. ถอดฝาปิดและแผงดานหนา

7. หมุนโครงของไดรฟ ใหต ัง้ตรง
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8. ถอดสายเคเบลิทีเ่ชือ่มตอไดรฟ ออกจากดานหลงัของไดรฟ  หรือหากคณุกาํลงัถอดตวัอานการดมเีดยี ใหถอดสายเคเบลิ
USB ออกจากเมนบอรด ตามทีร่ะบไุวในภาพประกอบตอไปน้ี

9. กดแกนปลดทีด่านหลงัไดรฟ  (1) แลวเลือ่นไดรฟ ออกทางดานหลงัชองใสไดรฟ  (2)
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การตดิต ัง้อปุกรณขนาด 3.5 น้ิว
1. ยายออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีล็่อคไวเพือ่ไมใหเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชํารุดเสยีหาย

5. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ถอดเครือ่งคอมพวิเตอรจากขาต ัง้และวางคอมพวิเตอรลงและวางคอมพวิเตอรลง

6. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

7. ถอดแผงดานหนา หากคณุทาํการตดิต ัง้ไดรฟ ชองใสทีปิ่ดดวยฝาปิด ใหถอดฝาปิดออก อานรายละเอยีดเพิม่เตมิไดที่
การถอดทีหุ่มฝา ในหนา 60

8. ใสสกรตูวันํา 6-32 ลงในรูแตละดานของไดรฟ

หมายเหต:ุ HP ไดใหสกรูตวันํา 6-32 แบบพเิศษไวทีด่านบนของโครงไดรฟ  โปรดด ูการตดิต ัง้และการถอดไดรฟ
ในหนา 72 สาํหรบัภาพประกอบตาํแหนงของสกรูตวันําพเิศษ

เมือ่เปลีย่นไดรฟ  ใหถอดสกรตูวันํา 6-32 สีต่วัออกจากไดรฟ เกาเพือ่นําไปใชกบัไดรฟ ใหม
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9. หมุนโครงของไดรฟ ใหต ัง้ตรง

10. เลือ่นไดรฟ เขาไปในชองจนไดรฟ ล็อคเขาที ่ดใูหแนใจวาสกรูตวันําตรงกบัสล็อตนํา
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11. หากตดิต ัง้ตวัอานการดสือ่บนัทกึ USB 3.0 คณุตองใชอะแดปเตอร USB 3.0 ถงึ USB 2.0 แลวตอสายอะแดปเตอร
จากตวัอานการดสือ่บนัทกึไปทีข่ ัว้ตอ USB 2.0 บนเมนบอรดทีต่ดิป าย MEDIA

หมายเหต:ุ โปรดด ูการเชือ่มตอเมนบอรด ในหนา 62 สาํหรบัภาพประกอบของชองเสียบไดรฟ ของเมนบอรด

12. หมนุโครงไดรฟ กลบัลงมาในตาํแหนงปกติ

ขอควรระวงั: ระวงัอยาหนีบทบัเคเบลิขณะทาํการหมนุโครงไดรฟ กลบัลงมา

13. ใสแผงดานหนากลบัเขาทีเ่ดมิ

14. ใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรเขาที่

15. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ใหเปลีย่นขาต ัง้

16. เสียบสายไฟและอปุกรณภายนอกอืน่ๆ อกีคร ัง้และเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

17. ล็อคอปุกรณรกัษาความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกอีกคร ัง้เมือ่ถอดแผงปิดออก
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การถอดไดรฟ ออปตคิอลแบบสลมิ:
ขอควรระวงั: นําสือ่เก็บขอมลูทีถ่อดออกไดท ัง้หมดออกจากไดรฟ  กอนทีจ่ะถอดตวัไดรฟ ออกจากเครือ่ง

1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชาํรุดเสยีหาย

5. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ถอดเครือ่งคอมพวิเตอรจากขาต ัง้และวางคอมพวิเตอรลงและวางคอมพวิเตอรลง

6. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

7. ถอดสายไฟ (1) และสายเคเบลิขอมลู (2) ออกจากดานหลงัของไดรฟ ออปตคิอล กดสลกัคลายสีเขยีวทีด่านหลงัขวาของ
ไดรฟ ไปทางกึง่กลางของไดรฟ  (3) แลวเลือ่นไดรฟ ไปทางดานหนา แลวออกจากชองใสผานทางแผงดานหนา (4)

ขอควรระวงั: เมือ่ตองการถอดสายสญัญาณตางๆ ใหดงึจากข ัว้ตอหรือสวนหวั อยาดงึจากสายโดยตรง ท ัง้น้ีเพือ่
ป องกนัความเสยีดายทีอ่าจเกดิกบัสาย
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การตดิต ัง้ไดรฟ ออปตคิอลแบบสลมิ
1. ยายออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีล็่อคไวเพือ่ไมใหเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชํารุดเสยีหาย

5. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ถอดเครือ่งคอมพวิเตอรจากขาต ัง้และวางคอมพวิเตอรลงและวางคอมพวิเตอรลง

6. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

7. ถอดแผงดานหนาหากตองการตดิต ัง้ไดรฟ ไวในชองใสทีค่ ัน่ไวดวยฝาปิด แลวถอดฝาปิด อานรายละเอยีดเพิม่เตมิไดที่
การถอดทีหุ่มฝา ในหนา 60

8. คณุตองประกอบแกนปลดกอน จงึจะใชไดรฟ ออปตคิอลใหมได

a. ลอกกาวทีย่ดึตดิบนสลกัคลายออก

b. กะระยะของรูทีอ่ยูบนสลกัคลายใหตรงกบัขาเชือ่มตอทีอ่ยูดานขางของไดรฟ ออปตคิลัดวยความระมดัระวงัเพือ่ไม
ใหสลกัคลายโดนไดรฟ ออปตคิลั ตรวจสอบวา สลกัคลายอยูในแนวทีถ่กูตองหรือไม

c. ใสขาเชือ่มตอทีด่านหนาของไดรฟ ออปตคิลัลงในรูทีป่ลายสดุของสลกัคลาย และกดจนแนน

d. ใสขาเชือ่มตอตวัทีส่อง และกดสลกัคลายลงไปท ัง้สลกัเพือ่ยดึกบัไดรฟ ออปตคิลัใหแนน
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9. เลือ่นไดรฟ ออปตคิอลผานแผงดานหนาเขาไปในชองใสจนสุดเพือ่ใหล็อกเขาที ่(1) แลวตอสายไฟ (2) และสายเคเบลิ
ขอมลู (3) ทีด่านหลงัไดรฟ

10. เชือ่มตอสายเคเบลิขอมลูดานตรงขามกบัข ัว้ตอใดข ัว้ตอหน่ึงของข ัว้ตอ SATA สฟี าบนเมนบอรด

หมายเหต:ุ โปรดด ูการเชือ่มตอเมนบอรด ในหนา 62 สาํหรบัภาพประกอบของชองเสียบไดรฟ ของเมนบอรด

11. ใสแผงดานหนากลบัเขาทีห่ากถอดออก

หมายเหต:ุ กรอบฝาปิดซึง่เป็นอุปกรณเสรมิทีค่รอบดานหนาของไดรฟ ออปตคิอลสามารถหาซ้ือไดจาก HP ประกอบ
กรอบฝาปิดเขากบัแผงดานหนากอนจะประกอบแผงดานหนา

12. ใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรเขาที่

13. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ใหเปลีย่นขาต ัง้

14. เสียบสายไฟและอปุกรณภายนอกอืน่ๆ อกีคร ัง้และเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

15. ล็อคอปุกรณรกัษาความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกอีกคร ัง้เมือ่ถอดแผงปิดออก
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การถอดและใสฮารดไดรฟ ขนาด 3.5 น้ิว
หมายเหต:ุ กอนทีค่ณุจะนําฮารดไดรฟ ตวัเกาออก อยาลืมสาํรองขอมลูทีเ่ก็บไวบนฮารดไดรฟ ตวัเกา เพือ่ทีค่ณุจะสามารถ
โอนยายขอมลูดงักลาวลงบนฮารดไดรฟ ตวัใหม

1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ดงึปล ัก๊ไฟออกจากเตารบัไฟฟ า และถอดอุปกรณภายนอกใดๆ

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชํารุดเสยีหาย

5. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ถอดเครือ่งคอมพวิเตอรจากขาต ัง้และวางคอมพวิเตอรลงและวางคอมพวิเตอรลง

6. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

7. ถอดสายไฟ (1) และสายเคเบลิขอมลู (2) จากดานหลงัของฮารดไดรฟ
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8. ดงึแกนล็อกทีอ่ยูถดัจากดานหลงัของฮารดไดรฟ ออกไปทางดานนอก (1) เลือ่นไดรฟ กลบัจนกระท ั่งสุดขณะทีด่งึแกน
ล็อกออก แลวยกไดรฟ ขึน้แลวนําออกจากชองใสไดรฟ  (2)

9. ในการตดิต ัง้ฮารดไดรฟ  คณุตองถอดสกรูนําการตดิต ัง้การแยกสเีงนิและสีน้ําเงนิออกจากฮารดไดรฟ ตวัเกาและนํามา
ตดิต ัง้ไวในฮารดไดรฟ ตวัใหม
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10. กะใหสกรตูวันําตรงกบัสลอตบนโครงไดรฟ  กดฮารดไดรฟ เขาไปในชองใส แลวเลือ่นไดรฟ ไปขางหนาจนกระท ั่งสดุ
และล็อกเขาที่

11. ตอสายไฟ (1) และสายเคเบลิขอมลู (2) เขาทีด่านหลงัของฮารดไดรฟ

หมายเหต:ุ ตองเชือ่มตอสายเคเบลิขอมูลสาํหรบัฮารดไดรฟ หลกัเขากบัข ัว้ตอสน้ํีาเงนิเขมทีต่ดิป าย SATA0 บน
เมนบอรดเพือ่หลีกเลีย่งปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้กบัการทาํงานของฮารดไดรฟ

12. ใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรเขาที่

13. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ใหเปลีย่นขาต ัง้

14. เสยีบสายไฟอกีคร ัง้และเปิดคอมพวิเตอร

15. ล็อคอปุกรณรกัษาความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกอีกคร ัง้เมือ่ถอดแผงปิดออก
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การถอดฮารดไดรฟ ขนาด 2.5 น้ิว
1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชาํรุดเสยีหาย

5. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ถอดเครือ่งคอมพวิเตอรจากขาต ัง้และวางคอมพวิเตอรลงและวางคอมพวิเตอรลง

6. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

7. หมุนโครงของไดรฟ ใหต ัง้ตรง
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8. ถอดสายไฟ (1) และสายเคเบลิขอมลู (2) จากดานหลงัของฮารดไดรฟ

9. ดงึแกนล็อกทีด่านหลงัไดรฟ  (1) ออก แลวเลือ่นไดรฟ กลบัเขาไปจนสุด แลวดงึลง แลวนําออกจากชองใสไดรฟ  (2)
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การตดิต ัง้ฮารดไดรฟ ขนาด 2.5 น้ิว
1. ยายออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีล็่อคไวเพือ่ไมใหเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชาํรุดเสยีหาย

5. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ถอดเครือ่งคอมพวิเตอรจากขาต ัง้และวางคอมพวิเตอรลงและวางคอมพวิเตอรลง

6. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

7. ใสสกรตูวันําแบบตดิต ัง้ตางหาก M3 สดีาํและน้ําเงนิสีต่วั (ดานขางไดรฟ ขางละสองตวั)

หมายเหต:ุ สกรูตวันําแบบตดิต ัง้ตางหาก M3 สามารถหาซ้ือไดจาก HP

เมือ่เปลีย่นไดรฟ  ใหใชสกรูตวันําแบบเมตรกิ M3 สีต่วัจากไดรฟ เดมิใสลงในไดรฟ ตวัใหม

8. หมุนโครงของไดรฟ ใหต ัง้ตรง
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9. กะใหสกรูตวันําบนไดรฟ ตรงกบัชองเสยีบรปูตวั J ทีด่านขางของชองใสไดรฟ  กดไดรฟ ขึน้ไปในชองใสไดรฟ  แลว
เลือ่นไปดานหนาจนล็อกเขาที่

10. ตอสายไฟ (1) และสายเคเบลิขอมลู (2) เขาทีด่านหลงัของฮารดไดรฟ

หมายเหต:ุ หากฮารดไดรฟ ขนาด 2.5 น้ิวเป็นฮารดไดรฟ หลกั ใหเสียบสายเคเบลิขอมลูเขากบัข ัว้ตอ SATA สีน้ําเงนิ
เขมทีต่ดิป าย SATA0 บนเมนบอรด หากเป็นไดรฟ สาํรอง ใหตอสายเคเบลิขอมลูเขากบัข ัว้ตอ SATA สีฟ าข ัว้ใดข ัว้
หน่ึงบนเมนบอรด
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11. หมนุโครงไดรฟ กลบัลงมาในตาํแหนงปกติ

ขอควรระวงั: ระวงัอยาหนีบทบัเคเบลิขณะทาํการหมนุโครงไดรฟ กลบัลงมา

12. ใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรเขาที่

13. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ใหเปลีย่นขาต ัง้

14. เสียบสายไฟและอปุกรณภายนอกอืน่ๆ อกีคร ัง้และเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

15. ล็อคอปุกรณรกัษาความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกอีกคร ัง้เมือ่ถอดแผงปิดออก

การตดิต ัง้ล็อครกัษาความปลอดภยั
ล็อครกัษาความปลอดภยัทีแ่สดงไวดานลางและในหนาถดัไปจะใชเพือ่ล็อคคอมพวิเตอร
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ตวัล็อคสายเคเบลิ
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กุญแจล็อค

ล็อครกัษาความปลอดภยั HP Business PC
1. ยดึสายสาํหรบัระบบรกัษาความปลอดภยัโดยรดัไวกบัเครือ่งใชในสาํนกังาน
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2. เสยีบตวัลอกสายเคเบลิเขาไปในชองลอกสายเคเบลิทีด่านหลงัของหนาจอและตดิต ัง้ลอกไวกบัหนาจออยางแนนหนา
โดยการเสียบกญุแจในชองกญุแจดานหลงัของลอกและหมนุกญุแจ 90 องศา

3. เลือ่นสายเคเบลิเพือ่ความปลอดภยัผานรูในหนวยลอกสายเคเบลิทีด่านหลงัของหนาจอ
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4. ใชตวัยดึทีใ่หไวในชุดอปุกรณเพือ่ยดึอปุกรณตอพวงอืน่ๆ โดยการสอดสายเคเบลิเขาตรงกลางของตวัยดึ (1) แลวสอด
สายล็อกผานรูใดรูหน่ึงจากสองรทูีต่วัยดึ (2) ใชรูในตวัยดึทีส่ามารถยดึสายเคเบลิของอปุกรณตอพวงไดแนนหนาทีส่ดุ

5. สอดสายเคเบลิของแป นพมิพและเมาสไวในล็อกของตวัเครือ่ง
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6. ขนัสกรูทีม่ใีหสาํหรบัการยดึล็อกโครงเครือ่งลงในรสูกรูหมนุ

7. สอดปลายแทงเหล็กลงในล็อค (1) และดนัปุ ม (2) เพือ่ยดึล็อคเขาที ่ใชกญุแจทีม่ใีหเพือ่คลายล็อค
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8. เมือ่เสร็จเรยีบรอยแลว อปุกรณท ัง้หมดบนโตะทาํงานของคณุจะไดรบัการยดึเอาไวอยางแนนหนา

ความปลอดภยัของแผงดานหนา
สามารถล็อคแผงดานหนาใหอยูกบัทีไ่ดดวยการตดิต ัง้สกรูรกัษาความปลอดภยัที ่HP จดัเตรียมไวให การตดิต ัง้สกรรูกัษา
ความปลอดภยั:

1. ถอดออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีห่ามเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ดงึปล ัก๊ไฟออกจากเตารบัไฟฟ า และถอดอุปกรณภายนอกใดๆ

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชาํรุดเสยีหาย

5. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ถอดเครือ่งคอมพวิเตอรจากขาต ัง้และวางคอมพวิเตอรลงและวางคอมพวิเตอรลง

6. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร
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7. ถอดสกรูมาตรฐาน 6-32 สน้ํีาเงนิหาตวัทีอ่ยูดานบนของโครงไดรฟ

8. ใสสกรูล็อกผานทางรูกึง่กลางของแท็บปลดล็อกแผงดานหนาเพือ่ยดึแผงดานหนาใหเขาที่

9. ใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรเขาที่

10. ในกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรวางต ัง้อยู ใหเปลีย่นขาต ัง้

11. เสยีบสายไฟอกีคร ัง้และเปิดคอมพวิเตอร

12. ล็อคอปุกรณรกัษาความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกเมือ่ตอนทีถ่อดแผงปิดออก
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A การเปลีย่นแบตเตอรี่

แบตเตอรีท่ีม่าพรอมกบัเครือ่งคอมพวิเตอรของคณุจะทาํใหนาฬกิาภายในเครือ่งทาํงาน เมือ่เปลีย่นแบตเตอรี ่โปรดใช
แบตเตอรีท่ีเ่ทยีบเทากบัแบตเตอรีเ่ดมิทีต่ดิต ัง้ไวในเครือ่งคอมพวิเตอร เครือ่งคอมพวิเตอรของคณุไดรบัการตดิต ัง้แบตเตอรี่
ลเิธียมแบบเหรียญ แรงดนั 3 โวลต

คาํเตอืน! คอมพวิเตอรน้ีบรรจแุบตเตอรีล่เิธยีมแมงกานีสไดออกไซด ไวภายใน ซึง่มีความเสีย่งตอการลุกไหมหากไมไดตดิ
ต ัง้ใชงานอยางเหมาะสม เพือ่ลดความเสีย่งตอการบาดเจ็บ:

หามพยายามชารจแบตเตอรีซ่ํา้

อยาใหแบตเตอรีอ่ยูในอุณหภูมสิงูกวา 60 องศาเซลเซียส (140 องศาฟาเรนไฮต)

อยาถอดชิน้สวน ทบุ เจาะ ลดัวงจรภายนอก หรือวางในบรเิวณใกลไฟหรือน้ํา

เปลีย่นแบตเตอรีโ่ดยใชอะไหลของ HP ทีก่าํหนดไวสาํหรบัผลติภณัฑน้ีเทานัน้

ขอควรระวงั: กอนเปลีย่นแบตเตอรี ่คณุตองสาํรองขอมลูการต ัง้คา CMOS ของคอมพวิเตอรเอาไวกอน เมือ่ถอดหรือ
เปลีย่นแบตเตอรี ่คาใน CMOS จะถกูลบท ัง้หมด

ไฟฟ าสถติอาจทาํใหสวนประกอบอเิล็กทรอนิกสของคอมพวิเตอรหรือการดเสรมิชาํรุดเสยีหายได กอนทีจ่ะเริม่ตน
กระบวนการเหลาน้ี โปรดตรวจสอบวาคณุไดคายประจไุฟฟ าสถติดวยการสมัผสัวตัถทุีเ่ป็นโลหะและมกีารลงกราวด

หมายเหต:ุ คณุสามารถยดือายกุารใชงานแบตเตอรีล่เีธยีมไดดวยการเสยีบปล ัก๊คอมพวิเตอรเขากบัชองรบัไฟ AC แทน ใช
แบตเตอรีลี่เธียมเฉพาะเมือ่ไมไดตอคอมพวิเตอรเขากบัชองรบัไฟ AC

HP ขอแนะนําลูกคาใหทาํการรีไซเคลิฮารดแวรอเิล็กทรอนิกสทีใ่ชแลว ตลบัหมกึพมิพด ัง้เดมิของ HP และแบตเตอรีท่ีช่ารจ
ใหมได สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโครงการรีไซเคลิ โปรดดทูี ่http://www.hp.com/recycle

1. ยายออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีล็่อคไวเพือ่ไมใหเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชาํรุดเสยีหาย

5. ถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

6. หาตาํแหนงของแบตเตอรีแ่ละทีใ่สแบตเตอรีบ่นเมนบอรด

หมายเหต:ุ ในคอมพวิเตอรบางรุน อาจจาํเป็นตองถอดสวนประกอบภายในออกเพือ่จะไดเขาถงึแบตแตอรี่
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7. ปฏบิตัติามข ัน้ตอนตอไปน้ีใหเสร็จสมบูรณเพือ่เปลีย่นแบตเตอรี ่ท ัง้น้ีขึน้อยูกบัประเภทของทีใ่สแบตเตอรีบ่นเมนบอรด

ประเภท 1

a. ยกแบตเตอรีอ่อกจากทีใ่สแบตเตอรี่

b. เลือ่นแบตเตอรีส่าํหรบัเปลีย่นใหเขาที ่โดยใหข ัว้บวกอยูดานบน ทีใ่สแบตเตอรีจ่ะยดึแบตเตอรีไ่วในตาํแหนงที่
เหมาะสมใหโดยอตัโนมตัิ

ประเภท 2

a. ในการถอดแบตเตอรีอ่อกจากทีใ่ส ใหบบีคลปิโลหะทีย่ืน่โผลขอบดานหน่ึงของแบตเตอรีเ่อาไว เมือ่แบตเตอรีห่ลุด
ออกจากทีใ่ส ใหดงึแบตเตอรีอ่อก (1)

b. ในการใสแบตเตอรีใ่หม ใหเลือ่นขอบของแบตเตอรีใ่หมใหอยูใตขอบของทีใ่ส โดยใหข ัว้บวกอยูดานบน ดนัขอบ
อกีดานของแบตเตอรีล่งจนขาโลหะปิดลงบนขอบอกีดานของแบตเตอรี ่(2)

ประเภท 3

a. งางคลปิหนีบ (1) ทีย่ดึแบตเตอรี ่และถอดแบตเตอรีอ่อก (2)
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b. ใสแบตเตอรีใ่หมลงไปและปรบัคลปิกลบัมาใหอยูในตาํแหนงเดมิ

หมายเหต:ุ หลงัจากเปลีย่นแบตเตอรีแ่ลว ใหใชข ัน้ตอนตอไปน้ีเพือ่ทาํใหข ัน้ตอนน้ีเสร็จสมบูรณ

8. ใสแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรกลบัคนื

9. เสยีบปล ัก๊เครือ่งคอมพวิเตอรและเปิดคอมพวิเตอร

10. รีเซ็ตวนัทีแ่ละเวลา รหสัผานของคณุ และการต ัง้คาพเิศษใดๆ สาํหรบัระบบโดยใชโปรแกรมการต ัง้คาคอมพวิเตอร

11. ล็อคอปุกรณความปลอดภยัทีถ่กูปลดออกเมือ่ไดนําฝาครอบคอมพวิเตอรออกไป
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B การปลดล็อค Smart Cover

หมายเหต:ุ ล็อค Smart Cover เป็นอุปกรณเสรมิทีม่ใีหเฉพาะในบางรุนเทานัน้

Smart Cover Lock เป็นล็อคฝาปิดเครือ่งทีค่วบคมุดวยซอฟตแวรซึง่ควบคมุดวยรหสัผานการต ัง้คา ล็อคน้ีจะป องกนัการ
เขาถงึสวนประกอบภายในเครือ่งโดยไมไดรบัอนุญาต คอมพวิเตอรจะสงถงึมอืคณุโดยทีล่็อค Smart Cover อยูในตาํแหนง
ปลดล็อค

กุญแจ Smart Cover FailSafe
หากคณุใชงานล็อค Smart Cover และไมสามารถป อนรหสัผานเพือ่ยกเลกิการทาํงานของล็อค คณุจะตองใชกุญแจ Smart
Cover FailSafe เพือ่เปิดฝาเครือ่ง คณุจะตองใชกุญแจเพือ่เขาถงึสวนประกอบภายในเครือ่งคอมพวิเตอรในกรณีตอไปน้ี:

● ไฟดบั

● การเริม่ระบบลมเหลว

● สวนประกอบของระบบ (เชน โปรเซสเซอรหรือแหลงจายไฟ) ลมเหลว

● ลืมรหสัผาน

หมายเหต:ุ กญุแจ Smart Cover FailSafe เป็นเครือ่งมือพเิศษทีส่ามารถส ั่งซ้ือไดจาก HP โปรดเตรียมการใหพรอม
ดวยการส ั่งซ้ือกญุแจน้ีกอนทีค่ณุจะตองใชงานจรงิ

ในการรบักญุแจ FailSafe:

● ตดิตอผูใหบรกิารหรือตวัแทนจาํหนายทีไ่ดรบัอนุญาตของ HP ส ั่งซ้ือ PN 166527-001 สาํหรบักญุแจแบบประแจ
หรือ PN 166527-002 สาํหรบักญุแจแบบไขควง

● โปรดดรูายละเอียดเกีย่วกบัการส ั่งซื้อไดจากเว็บไซตของ HP (http://www.hp.com)

● ตดิตอหมายเลขทีเ่หมาะสมในใบรบัประกนั
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การใช Smart Cover FailSafe Key เพือ่ถอด Smart Cover Lock
วธิเีปิดแผงปิดในขณะทีล่็อค Smart Cover ทาํงาน:

1. ยายออก/คลายอปุกรณความปลอดภยัทีล็่อคไวเพือ่ไมใหเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร

2. ถอดสือ่ทีถ่อดออกไดท ัง้หมด เชน คอมแพคดสิกหรือแฟลชไดรฟ  USB ออกจากคอมพวิเตอร

3. ปิดคอมพวิเตอรใหเหมาะสมผานระบบปฏบิตักิาร กอนปิดอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากปล ัก๊ไฟและอปุกรณภายนอกออกกอน

ขอควรระวงั: ไมวาสถานะของเครือ่งจะเปิดอยูหรือไมก็ตาม จะมกีระแสไฟฟ าอยูในเมนบอรดตราบเทาทีเ่ครือ่งยงัตอ
อยูกบัเตารบัไฟฟ า AC คณุตองถอดสายไฟออกเพือ่ป องกนัไมใหสวนประกอบทีอ่ยูภายในคอมพวิเตอรชาํรุดเสยีหาย

5. ใช Smart Cover FailSafe Key เพือ่ถอดสกรทูีล็่อก Smart Cover Lock เขากบัโครง

● การถอดสกรูล็อค Smart Cover Lock ออกจาก Tower
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● การถอดสกรูล็อค Smart Cover Lock ออกจาก Small Form Factor

6. ตอนน้ีคณุสามารถถอดแผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรได

ในการตดิต ัง้ล็อค Smart Cover กลบัคนื ใหยดึล็อคเขาทีด่วยสกรปู องกนัการงดัแงะ
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C การคายประจุไฟฟ าสถติ

ประจุไฟฟ าสถติจากน้ิวมอืหรือสือ่นําไฟฟ าตางๆ อาจทาํความเสียหายใหกบัเมนบอรดหรอืชิน้สวนอืน่ๆ ทีไ่วตอไฟฟ าสถติ
ความเสียหายประเภทน้ีอาจลดอายุการใชงานของอปุกรณลง

การป องกนัความเสยีหายจากการคายประจุไฟฟ าสถติ
เพือ่ป องกนัความเสียหายจากประจไุฟฟ าสถติ ใหปฏบิตัติามขอควรระวงัดงัตอไปน้ี:

● หลีกเลีย่งการใชมอืสมัผสั ขนยายและเก็บผลติภณัฑในทีเ่ก็บทีป่ องกนัไฟฟ าสถติ

● เก็บชิน้สวนทีไ่วตอไฟฟ าสถติไวในหบีหอของชิน้สวนเหลานัน้ จนกวาชิน้สวนเหลานัน้จะอยูในพื้นทีท่าํงานทีไ่มมี
ไฟฟ าสถติ

● วางชิน้สวนบนพืน้ผวิทีม่กีารลงกราวดกอนทีจ่ะนําออกจากภาชนะทีเ่ก็บ

● หลีกเลีย่งการสมัผสัขา ข ัว้ หรือวงจรของอุปกรณ

● มกีารลงกราวดอยางเหมาะสมทกุคร ัง้ เมือ่สมัผสัอปุกรณหรือชิน้สวนทีไ่วตอไฟฟ าสถติ

วธิีการตอสายดนิ
วธิีการลงกราวดนัน้มีหลายวธิ ีเมือ่ใชงานหรือตดิต ัง้ชิน้สวนทีไ่วตอไฟฟ าสถติ โปรดใชวธิกีารอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

● ใชสายรดัขอมอืทีเ่ชือ่มตอทางสายกราวดกบัโครงเครือ่งของคอมพวิเตอร สายรดัขอมอืเป็นสายรดัทีย่ดืหยุนไดซึง่มีแรง
ตานอยางนอย 1 megohm +/- 10 เปอรเซ็นตในสายกราวด เพือ่การลงกราวดทีเ่หมาะสม ควรสวมสายรดัใหแนบกบั
ผวิหนงั

● ใชสายรดัขอเทา น้ิวเทา หรือรองเทาในพืน้ทีท่าํงานแบบยนื สวมสายรดัขอเทาท ัง้สองขางเมือ่ยนืบนพื้นทีนํ่าไฟฟ าหรือ
แผนรองพืน้ทีมี่การกระจายกระแสไฟฟ า

● ใชเครือ่งมือสนามทีม่กีารนําไฟฟ า

● ใชชุดซอมบาํรุงแบบพกพาพรอมแผนรองพืน้ทีม่กีารกระจายกระแสไฟฟ าแบบพบัได

หากไมมอีปุกรณทีแ่นะนําขางตนในการลงกราวด โปรดตดิตอตวัแทนจาํหนาย ผูขายปลีก หรือศนูยบรกิารทีไ่ดรบัการแตงต ัง้
ของ HP

หมายเหต:ุ สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัไฟฟ าสถติ โปรดตดิตอตวัแทนจาํหนาย ผูขายปลีก หรือศนูยบรกิารทีไ่ดรบัการ
แตงต ัง้ของ HP

THWW การป องกนัความเสียหายจากการคายประจุไฟฟ าสถติ 103



D คูมอืการใชงานคอมพวิเตอร การดแูลรกัษาตาม
ปกตแิละการเตรียมการขนยาย

คูมือการใชงานคอมพวิเตอร และการดแูลรกัษาตามปกติ
ปฏบิตัติามคาํแนะนําเหลาน้ีเพือ่การต ัง้คาและการดแูลรกัษาคอมพวิเตอรและจอคอมพวิเตอรอยางเหมาะสม:

● ไมวางเครือ่งคอมพวิเตอรไวในบรเิวณทีม่คีวามช้ืนสงู การสมัผสัแสงแดดโดยตรง หลีกเลีย่งอณุหภมูทิีร่ อนจดัหรือเย็น
จดั

● วางเครือ่งคอมพวิเตอรบนพื้นผวิทีร่าบเรียบและแข็งแรง เวนพืน้ทีว่างประมาณ 10.2 ซม. (4 น้ิว) ทกุดานทีม่ทีาง
ระบายอากาศของเครือ่งคอมพวิเตอรและดานบนของจอภาพเพือ่ใหอากาศถายเทไดสะดวก

● ไมกดีขวางการระบายอากาศเขาเครือ่งคอมพวิเตอรโดยการบงัชองระบายอากาศและชองอากาศเขา ไมวางแป นพมิพ
โดยพบัขาของแป นพมิพไวดานหนาของเครือ่งคอมพวิเตอรเดสกทอปโดยตรง เน่ืองจากจะเป็นการขวางทางระบาย
อากาศเชนกนั

● อยาใชงานเครือ่งคอมพวิเตอรในขณะทีแ่ผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอรหรือฝาปิดสล็อตการดเอ็กซแพนชนัถอดออกอยู

● หามต ัง้คอมพวิเตอรซอนทบับนคอมพวิเตอรแตละตวัหรอืวางคอมพวิเตอรไวใกลกนัจนกระท ั่งเครือ่งคอมพวิเตอร
สมัผสักบัอากาศทีห่มุนเวียนหรืออากาศทีอ่อกมาจากตวัเครือ่งของอีกเครือ่งหน่ึง

● หากตองใชคอมพวิเตอรภายในบรเิวณทีแ่ยกกนัอยางชดัเจน ตองมสีวนทีใ่ชระบายอากาศเขาและออกภายในบรเิวณ
นัน้ และจะตองปฏบิตัติามคาํแนะนําในการใชงานเหมอืนกบัทีป่รากฏขางตน

● หลีกเลีย่งการนําของเหลวมาต ัง้ไวบรเิวณเครือ่งคอมพวิเตอรและแป นพมิพ

● หามวางสิง่ของใดปิดก ัน้ชองระบายบนจอคอมพวิเตอร

● ตดิต ัง้หรือเปิดใชฟงักชนัการจดัการดานพลงังานของระบบปฏบิตักิารหรือซอฟตแวรอืน่ รวมถงึสภาวะพกัการทาํงาน

● ปิดเครือ่งคอมพวิเตอรกอนทีค่ณุจะทาํสิง่ตางๆ ตอไปน้ี:

◦ เช็ดดานนอกของเครือ่งคอมพวิเตอรดวยผานุมช้ืนหมาดๆ ตามความจาํเป็น การใชอุปกรณทาํความสะอาดอาจ
ทาํใหสคีอมพวิเตอรซีดจางหรือทาํลายสคีอมพวิเตอร

◦ ทาํความสะอาดชองระบายอากาศของเครือ่งคอมพวิเตอรดานทีม่ชีองระบายท ัง้หมดเป็นคร ัง้คราว สาํล ีฝุ นและ
วตัถแุปลกปลอมอืน่ๆ อาจปิดก ัน้ชองระบายและจาํกดัการไหลเวียนของอากาศ

104 ภาคผนวก D   คูมือการใชงานคอมพวิเตอร การดแูลรกัษาตามปกตแิละการเตรียมการขนยาย THWW



ขอควรระวงัสาํหรบัไดรฟ ออปตคิอล
โปรดปฏบิตัติามคาํแนะนําตอไปน้ีขณะใชงานหรอืทาํความสะอาดไดรฟ ออปตคิลั

การทาํงาน
● อยาถอดไดรฟ ในขณะทีไ่ดรฟ ทาํงาน เพราะอาจทาํใหไดรฟ ทาํงานผดิปกตใินขณะทีก่าํลงัอานขอมลู

● หลีกเลีย่งไมใหไดรฟ สมัผสักบัอณุหภูมทิีส่งูหรือตํ่ามากๆ เพราะภาวะควบแนนอาจเกดิขึน้ภายในไดรฟ  หากอณุหภมูิ
เปลีย่นแปลงกะทนัหนัในขณะทีใ่ชไดรฟ  ใหรออยางนอย 1 ชั่วโมงกอนปิดเครือ่ง หากคณุใชไดรฟ ทนัท ีอาจเกดิขอผดิ
พลาดเมือ่ไดรฟ อานขอมลู

● หลีกเลีย่งการวางไดรฟ ไวในบรเิวณทีม่ีความช้ืนสงู ที่ๆ  อณุหภมูเิปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว ในบรเิวณทีม่กีารส ั่นของ
เครือ่งจกัรกล หรือสมัผสักบัแสงแดดโดยตรง

การทาํความสะอาด
● ทาํความสะอาดบรเิวณแผงและปุ มควบคมุดวยผานุมและแหง หรือผานุมทีพ่รมน้ํายาทาํความสะอาดอยางออน หามฉีด

พนน้ํายาทาํความสะอาดทีแ่ผงหรือปุ มควบคมุโดยตรง

● หลีกเลีย่งการใชสารละลายโซลเวนต เชน แอลกอฮอลหรอืเบนซนิ ทีอ่าจทาํลายพื้นผวิดานหนา

ความปลอดภยั
หากมีวตัถหุรือของเหลวหกใสไดรฟ  ใหถอดปล ัก๊เครือ่งคอมพวิเตอร และใหผูใหบรกิารทีไ่ดรบัอนุญาตของ HP ตรวจสอบ
ระบบทนัที

การเตรียมการขนยาย
ปฏบิตัติามคาํแนะนําตอไปน้ีในการเตรยีมการขนยายเครือ่งคอมพวิเตอร:

1. สาํรองขอมลูในฮารดไดรฟ  ในแผนดสิก PD เทป แผนซีด ีหรือแฟลชไดรฟ  USB ตรวจดใูหแนใจวา สือ่ทีใ่ชสาํรอง
ขอมลูไมไดสมัผสักบัสือ่ไฟฟ าหรือแมเหล็กในขณะทีจ่ดัเก็บหรือขนยาย

หมายเหต:ุ ฮารดไดรฟ จะล็อคโดยอตัโนมตัเิมือ่คณุปิดเครือ่ง

2. ถอดและเก็บสือ่ทีถ่อดเขาออกไดท ัง้หมด

3. ปิดคอมพวิเตอรและอปุกรณภายนอก

4. ถอดสายไฟออกจากเตารบัไฟฟ าและออกจากคอมพวิเตอร

5. ถอดสวนประกอบของเครือ่งและอปุกรณภายนอกออกจากแหลงจายไฟ จากนัน้ถอดสายออกจากเครือ่งคอมพวิเตอร

หมายเหต:ุ ดใูหแนใจวา บอรดท ัง้หมดอยูกบัทีแ่ละยดึอยูในสล็อตของบอรดกอนขนยายคอมพวิเตอร

6. บรรจุสวนประกอบของระบบและอปุกรณภายนอกไวในหบีหอเดมิของอุปกรณเหลานัน้หรือหบีหอทีค่ลายกนั โดยมี
วสัดกุนัการกระแทก
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ดชันี

D
DIMMs. โปรดด ูหนวยความจาํ

ก
การคายประจุไฟฟ าสถติ, การป องกนัความ
เสียหาย 103

การตดิต ัง้
การดเอ็กซแพนชนั SFF 67
การดเอ็กซแพนชนั TWR 23
ตวัอานการดมเีดยี SFF 76
ตวัอานการดมเีดยี TWR 36
สายเคเบลิของไดรฟ  SFF 72
สายเคเบลิของไดรฟ  TWR 28
หนวยความจาํ SFF 64
หนวยความจาํ TWR 20
ฮารดไดรฟ  SFF 2.5 น้ิว 87
ฮารดไดรฟ  SFF 3.5 น้ิว 82
ฮารดไดรฟ  TWR 2.5 น้ิว 44
ฮารดไดรฟ  TWR 3.5 น้ิว 44
แบตเตอรี่ 97
ไดรฟ ออปตคิอล TWR 5.25 น้ิว

32
ไดรฟ ออปตคิอลแบบสลมิ SFF 80
ไดรฟ ออปตคิอลแบบสลมิ TWR 40

การถอด
การดเอ็กซแพนชนั SFF 67
การดเอ็กซแพนชนั TWR 23
ตวัอานการดมเีดยี SFF 74
ตวัอานการดมเีดยี TWR 34
ฝาปิด SFF 60
ฝาปิด TWR 16
ล็อค Smart Cover 100
ฮารดไดรฟ  SFF 2.5 น้ิว 85
ฮารดไดรฟ  SFF 3.5 น้ิว 82
ฮารดไดรฟ  TWR 2.5 น้ิว 42
ฮารดไดรฟ  TWR 3.5 น้ิว 42
แบตเตอรี่ 97
แผงดานหนา SFF 59
แผงดานหนา TWR 15

แผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร SFF 57
แผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร TWR

13
ไดรฟ ออปตคิอล TWR 5.25 น้ิว

30
ไดรฟ ออปตคิอลแบบสลมิ SFF 79
ไดรฟ ออปตคิอลแบบสลมิ TWR 38

การปลดล็อคแผงปิดดานขาง 100
การรกัษาความปลอดภยั

กญุแจล็อค SFF 91
กญุแจล็อค TWR 50
ตวัลอกสายเคเบลิ SFF 90
ตวัลอกสายเคเบลิ TWR 49
ล็อค Smart Cover 100
ล็อครกัษาความปลอดภยั SFF HP

Business PC 91
ล็อครกัษาความปลอดภยั TWR HP

Business PC 50
แผงดานหนา SFF 95
แผงดานหนา TWR 54

การเชือ่มตอเมนบอรด
SFF 62
TWR 18

การเตรียมการขนยาย 105
การเปลีย่นเป็นแบบทาวเวอร

SFF 62
การเปลีย่นแบตเตอรี่ 97
การดเอ็กซแพนชนั

การตดิต ัง้ SFF 67
การตดิต ัง้ TWR 23
การถอด SFF 67
การถอด TWR 23

กญุแจ FailSafe 100

ข
ขอมลูจาํเพาะ

หนวยความจาํ SFF 64

ค
คาํแนะนําการใชงานคอมพวิเตอร 104
คาํแนะนําเกีย่วกบัการระบายอากาศ

104
คาํแนะนําในการตดิต ัง้ 12, 56

ด
ไดรฟ

การตดิต ัง้ SFF 72
การตดิต ัง้ TWR 28
การเชือ่มตอสายเคเบลิ SFF 72
การเชือ่มตอสายเคเบลิ TWR 28
ตาํแหนง SFF 70
ตาํแหนง TWR 27

ไดรฟ ออปตคิอล
ขอควรระวงั 105

ไดรฟ ออปตคิอล (5.25 น้ิว)
การตดิต ัง้ TWR 32
การถอด TWR 30

ไดรฟ ออปตคิอล (สลมิ)
การตดิต ัง้ SFF 80
การตดิต ัง้ TWR 40
การถอด SFF 79
การถอด TWR 38

ไดรฟ ออปตคิลั
การทาํความสะอาด 105

ต
ตวัอานการดมีเดยี

การตดิต ัง้ SFF 76
การตดิต ัง้ TWR 36
การถอด SFF 74
การถอด TWR 34
คณุลกัษณะ 7

ตาํแหนงของหมายเลขการผลติ 11
ตาํแหนงหมายเลขผลติภณัฑ 11

ป
ปุ มโลโก Windows 9
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แป นพมิพ
ปุ มโลโก Windows 9
สวนประกอบ 8

ผ
แผงดานหนา

การถอด SFF 59
การถอด TWR 15
การถอดฝาปิด SFF 60
การถอดฝาปิด TWR 16
การรกัษาความปลอดภยั SFF 95
การรกัษาความปลอดภยั TWR 54
การเปลีย่น SFF 61
การเปลีย่น TWR 18

แผงปิด
การถอด SFF 57
การถอด TWR 13
การเปลีย่น SFF 58
การเปลีย่น TWR 14

แผงปิดเครือ่งคอมพวิเตอร
การล็อคและการปลดล็อค 100

ร
รายละเอียดผลติภณัฑ

หนวยความจาํ TWR 20

ล
ล็อค

กุญแจล็อค SFF 91
กุญแจล็อค TWR 50
ตวัลอกสายเคเบลิ SFF 90
ตวัลอกสายเคเบลิ TWR 49
ล็อค Smart Cover 100
ล็อครกัษาความปลอดภยั SFF HP

Business PC 91
ล็อครกัษาความปลอดภยั TWR HP

Business PC 50
แผงดานหนา SFF 95
แผงดานหนา TWR 54

ล็อค Smart Cover 100

ส
สวนประกอบทีแ่ผงดานหนา

SFF 4
TWR 3

สวนประกอบทีแ่ผงดานหลงั
SFF 6
TWR 5

ห
หนวยความจาํ

การตดิต ัง้ SFF 64
การตดิต ัง้ TWR 20
การใสซ็อกเก็ต SFF 65
การใสซ็อกเก็ต TWR 21
คณุลกัษณะเฉพาะ SFF 64
คณุลกัษณะเฉพาะ TWR 20

ฮ
ฮารดไดรฟ  (2.5 น้ิว)

การตดิต ัง้ SFF 87
การตดิต ัง้ TWR 44
การถอด SFF 85
การถอด TWR 42

ฮารดไดรฟ  (3.5 น้ิว)
การตดิต ัง้ SFF 82
การตดิต ัง้ TWR 44
การถอด SFF 82
การถอด TWR 42
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